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I.- INTRODUCCION

La evolucién que la quimica en la actualidad ha te-
nido, se ve a través de los innumerables trabajos de investi-
gacién que aparecen en revistas clésicas y en otros de reciep
te publicacién y por la proliferacién de revisiones hechas sgo
bre los aspectos que ella comprende.

En el transcurso de esta evolucién se ha podido ob-
servar que en los Gltimos afios ha estado activo un campo de
investigacién muy importante. Este campo es el que se refie-
re al desarrollo y obtencién de depésitos metdlicos sobre su-
perficies no conductoras, principalmente los plésticos y otros
como cerémica, vidrio, textiles, papel, no excluyendo del to-
do también los depésitos sobre metales.

Bl interés en el desarrollo de este campo de inves-
tigacién se debe a la proliferacién en los dltimos afios, so-
bre todo de productos ligeros como los plésticos, los que er
ocasiones sustituyen a los mstales.

Debido a la importancia que han ido adquiriendo los
recubrimientos metélicos sobre materiales no conductores y a
los problemas que se presentan en algunos trabajos es que se
pensé en la realizacién de este trabajo, que tiene por objeto
principal proporcionar una informacién acerca del método de
“ELECTROLESS" o sea la obtencién de depbsitos metdlicos sin
corriente eléctrica. Asi mismo, se presenta la utilidad préc

tica que de esto puede obtenerse.



II.- ELECTRODEPOSITOS

Los recubrimientos metélicos, obtenidos sobre un e-
lectrodo con el fin de cubrir piezas metélicas para hacer va-
riar sus propiedades, son llamados electrodepédsitos.

Como es comén, la préctica y la tecnologia maduraron
antes que la ciencia; los electrodepésitos de cobre, plata y
oro fueron mencionados y patentados casi tan pronto como Fa--
raday enuncié las leyes de la electrélisis. Hasta antes de la
Segunda Guerra Mundial no se habia intentado adquirir conoci-
mientos sobre electroquimica, pussto que sus aplicaciones fug
ron solamente decorativas, en donde la importancia principal
era la aspariencia ignorando las propiedades fisicas y quimicas.

La demanda que hubo en la Segunda Guerra Mundial, -
de acabados metélicos con determinadas propiedades y bastan--
tes especificas, convirtié a los electrodepésitos en una gran
tecnologia basada en la ciencia. BEstos adelantos los han ob-
tenido por los avances en metalurgia, fisice y electroquimica,
me jor&ndose 1o que se refiere a corriente directa, instrumen-
tos de medicién y a un crecimiento tanto en la industria qui-
mica como en la quimica pura.

Hoy en dia los electrodepésitos ademés de emplearse
para mejorar la apariencia de ciertos objetos, deben satisfa-
cer necesidades técnicas comos: alta resistencia a la corro --

816n, al desgaste y a la friccién; depbésitos de mayor dureza,



firmesza en soldadura y propiedades eléctricas especificas, en-

tre otras.
El proceso para obtener depésitos metélicos por me-

dio de la corriente eléctrica es una aplicacién préctica de -
la electrélisis. Es llevado a cabo por medio de una solucién
normalmente acuosa, que contiene iones metélicos reducibles,
y que son los que se depositan durante el proceso. Esta so--
lucién es colocada dentro de una celda electrolitica y al ha-
cer pasar una corriente directa se producen cambios quimicos-
consistentes en neutralizar los iones positivos en el cétodo-
en el cual se depositan, a la vez que los iones negativos ce-
den electrones en el &nodo, oxidéndore.

Pl éxito en la preparaciin de estos depésitos depen-
de en gran parte de las condiciones de trabajo, las que deben
estar de acuerdo con las propiedades fisicas y quimicas de la
superficie que quedars§ cubierta, asi como las del depésito.

La reduccién de los cationes que se depositan sobre
la superficie a recubrir es afectada principalmente por los
siguientes factores: densidad de corriente, agitacién, tempe-
ratura, pH, poder de distribucién, composicién del baiio elec-

trolitico y preparacién del substrato.

DENSIDAD DE CORRIENTE. Para obtener un buen rendi-
miento en el depbsito debe calcularse en forma adecuada la

densidad de corriente (amperes/drea). PEs conveniente operar-
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con densidad de corriente elevada, hasta cierto limite, pues-
to que asi se forma un mayor nimero de ndicleos de cristaliza-
cién pero pasado el limite, que varia con la naturaleza del

bafio y con la temperatura, se pueden obtener depésitos defec-
tuosos ya que al disminuir la concentracién iénica junto al

cétodo, la polarizacién se incrementa. Por lo tanto es pre--
ciso conocer el tamano de la superficie del cétodo por recu--

brir y la intensidad de la corriente empleada.

AGITACION. Por medio de la agitacién proporcionada
a las soluciones electroliticas, éstas presentan mayor unifor
midad, permitiendo que su concentracién sea la misma en todos
los puntos especialmente en la cercania del cétodo para que el
suministro de iones sea constante. Una consecuencia inmedia-
ta de esto es la posibilidad de emplear una mayor densidad de
corriente y a la vez de lograr una disminucién de la polariza-
cién.

TEMPERATURA. Una adecuada elevacién a la tempera--
tura del baifio, le proporciona mayor conductividad al electro-
lito permitiendo emplear una densidad de corriente superior a
la ordinaria. Adem&s dicho aumento, elimina los gases que se
pueden producir en el cétodo, a la vez que se disminuye la

viscosidad de las soluciones.

_pHe Fl1 pH tienc un efecto muy seialado sobre la
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naturaleza del depésito. Bl pH del electrolito debe conside-
rarse de acuerdo al lugar que ocupa el ién metdlico que se ha
de reducir catédicamente, en 1a serie de potenciales de reduc-
cién, con respecto al hidrégeno. En el caso de algunos meta-
les se precisa de un pH bajo para obtener depésitos finos y

por lo tanto brillantes.

PODER DE DISTRIBUCION. Pl poder de distribucién se
refiere a la propiedad de un bafo con el que se consigue un
depésito uniforme. Si el citodo es de forma irregular, la
densidad de corriente varia, debido a los cambios de distancia
entre los diferentes puntos a recubrirse con respecto al &nodo.
De donde, la distribucién del metal depositado depende en gran
parte de la forma y dimensiones del objeto que se recubre y de
la colocacién del mismo dentro de la celda. NINGUN BARO TIENE
POIER DB DISTRIBUCION SUFPICIENTE PARA PODER PRODUCIR UN ESPE-
SOR UNIFORME SOBRE CATODOS DE' FORMA IRREGULAR. Los bafos cia-
nurados para obtener depésitos de cobre o de estaiio se apro--

ximan a lo ideal.

COMPOSICION DEL BANO BLECTROLITICO. Cominmente los
bafios electroliticos son acuosos, pero existen casos especia-
les como los que emplean sales fundidas. Bl componente prin-
cipal es la sal metdlica que suministra el catién que se de -

sea reducir, la que debe ser bastante soluble para proporcio-



nar una conductividad adecuada y para esto deben seleccionar-
se al mismo tiempo los aniones, que ain cuando su influencia
no es tan directa, si tienen efectos en la solubilidad de la
sal y por lo tanto en la concentracién, actividad y migracién
de los iones.
Normalmente se agregan algunas otras substancias

las que son derivados orgénicos, que modifican las caracteris-
ticas de los recubrimientos como por ejemplo para aumentar el
brillo, obtener determinada dureza, resistencia a la corrosién

y al desgaste o alguna otra propiedad especifica.

PREPARACION DEL SUBSTRATO. Por Gltimo para mejorar
los resultados es muy importante el substrato que recibe el
electrodepésito, por lo que es necesario un tratamiento de
preparacién para obtener finalmente la m&xima adherencia del
depésito, asi como otras caracteristicas deseables. La super-
ficie ideal es aquella que sélo contiene &tomos metélicos y
ninguna otra particula de material diferente. Bn la prictica
lo Gnico posible es eliminar con una buena limpieza todo ma--
terial que pueda interferir y producir un depésito defectuoso.

(Los datos de este tema fueron tomados de las citas bi-

bliogréficas "672 y "673).



III.- ELECTROLESS.

El proceso para obtener dep6ésitos metdlicos sin co-
rriente eléctrica llamado ELECTROLESS es conocido también co-
mo dep6ésito metélico obtenido por reduccién quimica o referi-
do ocasionalmente como recubrimiento metélico quimico o tam--
bién recubrimiento metédlico autocatalitico.

Este proceso puede definirse como la obtencién de
recubrimientos metélicos sobre superficies metédlicas y no me-
t8licas, es decir sobre superficies conductoras y no conducto
ras y encuentra su maxima aplicacién sobre éstas dltimas como
lo son por ejemplo: cerémica, vidrio, madera, cuero, papel, fi
bras textiles y plésticos principalmente. BEntre los plésticos
cominmente usados se encuentran: el acrilo nitrilo-butadieno-
estireno, propileno, resinas epéxicas y fenélicas, cloruro de
polivinilo, polifluoruro carbono y éxidos de polifenileno, ep
tre otros.

La primera descripcién sobre metalizado sin corrien
te eléctrica fue hecha por Liebig en 1835, al reducir las sa-
les de plata por medio de aldehidos para platear vidrio. No
se mostraron adelantos con respecto a esto hasta que en 1944,
en un intento para obtenef electroliticamente un depbésito de
la aleacién de MNi-W, se agregd a una solucién con iones de ni-

quel, hipofosfito de sodio par disminuir la oxidaciébn ané ---



dica, se obtuvieron depésitos de niquel sin haber circulado

corriente eléctrica.
A. Brenner y G. Riddell fueron los descubridores y

asi fue patentado y perfeccionado el primer método pré&ctico
para depositar niquel sin corriente eléctrica.

Los descubrimientos subsecuentes que se comerciali-
zaron se emplearon principalmente para cubrir metales y no se
utilizaron de inmediato sobre plésticos debido a que la tem--
peratura de operacién era de 90-100°C. La primera solucién
empleada para niquelar pléstico fue obtenida hasta 1964, en
que se logré un depbésito a baja temperatura.

Los avances de este procedimiento para metalizar su-
perficies no conductoras son directamente atribuibles a tres

acontecimientos.
A la introduccién de una gran cantidad de plésticos

en la vida cotidiana, a los que puede dArseles una apariencia

metélica.
Al descubrimiento de depésitos de aleaciones metdli-

cas obtenidas por medio del proceso electroless, tan notables
como las de Ni-P, unicas en propiedades que las hacen competir

con los electrodepésitos.
Y al auge de la industria electrénica especialmente

la de circuitos impresos.

Existen marcadas diferencias entre los procesos de



electroless y electrolitico, aidn cuando teérica y précticamen-
te son paralelos. Las diferencias encontradas para el proce-
so llevado a cabo sin corriente eléctrica con respecto al con-
vencional son:

Los bafios electroless emplean para la reduccién un
agente quimico.

Las soluciones son poco estables.

Las soluciones tienen un poder ilimitado para obte-
ner depésitos excelentes al cubrir superficies irregulares o
interiores de objetos en los que se dificulta o se imposibili-
ta hacerlo convencionalmente.

Los bafios trabajan a temperatura més elevada.

La velocidad de depbésito es menor.

Las superficies que ser&n recubiertas deben ser tra-
tadas con un catalizador.

Los depbésitos pueden ser obtenidos directamente so-
bre superficies no conductoras.

Pueden obtenerse peliculas metdlicas muy uniformes
y de espesores minimos.

Los depbésitos son menos porosos.

Las propiedades quimicas, mecénicas y magnéticas de
los recubrimientos met&licos son diferentes a las obtenidas
por depésitos electroliticos.

Bl costo del proceso es més elevado que el electro-

litico.
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A pesar de conducir a resultados satisfactorios el
proceso es técnica y quimicamente complejo por lo que no puede
considerarse como substituto de los electrodepésitos y sola--
mente debe emplearse cuando presente un méximo de ventajas.

Teéricamente pueden depositarse sin corriente elég
trica, todos agquellos metales que se obtienen electrolitica--
mente y muchos baiios de estos han sido reportados pero pocos
han resultado de utilidad préctica.

Para llevar a cabo la obtencién de recubrimientos
metélicos sin corriente deben tomarse en cuenta las etapas
principales en que se divide el proceso, las que son: limpie
za del substrato, acondicionado, preparacién de la superficie
catalitica y aplicacién del depdésito metélico.

LIMPIEZA DEL SUBSTRATO. Todas las partes que se cu
brirén metélicamente por el proceso autocatalitico deberé&n eg
tar perfectamente limpias debido a que pequefias cantidades de
polvo, é6xidos, aceites o algunos otros materiales sobre la su
perficie, evitan la obtencién de un buen depésito.

La limpieza de las superficies metdlicas se hace en
la misma forma que para aquellos metales que reciben electro-
depésitos. Las superficies no conductoras se tratan en forma
adecuada. Por ejemplo los plésticos normalmente son tratados
ya sea mediante un cepillado o bien con agua proporcionada

por aspersién para eliminar particulas sélidas poco adheridas
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a ello. Pero si lo que hay que eliminar son grasas o alguna
otra substancia, la limpieza se hace mediante un solvente pro-
curando elegir uno que no disuelva el substrato. Esta etapa
de limpieza en ocasiones no es recesaria, puesto que el acon-

dicionado de las superficies permite al mismo tiempo su lim--
pieza.

ACONDICIONADO DEL SUBSTRATO. El objeto del acondi-
cionado es suministrar a la superficie que seré& recubierta,
cierta rugosidad para que la pelicula metélica pueda presen--
tar la méxima adherencia. Este tratamiento consiste en des--
gastar la superficie por un medio fisico o quimico, haciéndo-
le perder el brillo caracteristico como consecuencia de la
modificacién que se hace. PEsta modificacién consiste en la
produccién de cavidades microscédpicas en la superficie del
substrato en las que el metal finalmente quedars sujetado.

Tomando en cuenta las caracteristicas del substrato,
entre los métodos para acondicionar una superficie fisicamen-
te pueden mencionarse: los que utilizan abrasivos, solventes
o los que proporcionan la aspereza deseada incrustando por me
dio de presién substancias tales como silice, 6xido de alumi-
nio o diéxido de titanio.

Para conseguir un desgaste quimico son empleadas so
luciones diluidas o concentradas, en frio o en caliente de hi

dréxidos alcalinos ya sea disueltos en agua o en alcohol.



-12 -

Es més comln llevar a cabo la corrosién quimica del
substrato por medio de substancias oxidantes las que pueden
ser &cidos minerales, empleados ya sea solos, mezclados con
ellos mismos, con algin &cido orgénico o con alglin otro agen-
te oxidante.

El acondicionado con la mezcla de &cido crémico y
4cido sulfirico hasta la fecha es el més utilizado, pues exig
te una gran variedad de férmulas comerciales variando en su
camposicién, temperatura y tiempo de acondicionado.

Se esté haciendo una intensa labor de desarrollo e
invegtigacién dedicada a mejorar los condicionadores, puesto
que no es sencillo conseguir una buena adherencia entre dos
substancias sobre todo si son de caracteristicas opuestas. Es
por esto que se puede incluir un acondicionador a base de
“plasma“, es decir una descarga eléctrica relativamente vio-
lenta y prolongada a baja presién y alta frecuencia, (ej. 10
min. a 0.15 torr. y 200 w.), a la que se expone al substrato.
Este método unido a uno convenciot;al, me jora notablemente 10s
Gltimos resultados. En general pueden combinarse entre si{ los
diferentes métodos de acondicionado.

Del manejo de l1os acondicionadores depende en gran
parte el éxito del metalizado, pues un sobre acondicionado es
causa de que el depbésito final se muestre nublado o con apa-
riencia de escarcha, y uno insuficiente produce poca adhesién
y posibles burhujas © vejigas.

Una superficie propiamente acondicionada debe perder
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su brillo original y con un enjuague subsecuente debe quedar-
comple tamente hdmedo.

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIR CON L CATALIZADOR. El
tratamiento con el catalizador es un paso esencial para ini--
ciar el depésito metdlico sin corriente, ya que a trawés de -
éste se obtiene particulas metdlicas coloidales que se deposji
tan uniformemente en las cavidades del substrato acondiciona-
do.

Son tres las formas més cominmente empleadas para -
depbésitar el catalizador en el substrato. Una de ellas, la
més efectiva es llevada a cabo en dos etapas, y emplea para
ello dos soluciones fuertemente &cidas. La primera solucién
en la que se sumerge el substrato estd compuesta de un agente
reductor el cual normalmente es una sal estanosa disuelta en
&cido chorhidrico fumante, y es llamada sensibilizadora, y la
segunda solucién que es activadora o aceleradora, contiene
iones metdlicos los que una vez reducidos inician la reaccién
autocatalitica. Entre los metales productores de estos iones
estén el paladio, plata, oro, platino, osmio, rutenio, iridio,
cobre, hierro, cobalto y niquel.

Una segunda forma de aplicar catalizador es emple--
ando una sola solucién compuesta del sensiblizador y el acti-
vador. Como en este caso la solucién resultante puede descom
ponerse se recomienda agregarle un estabilizador que para es-

te caso puede ser una base de Lewis.
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Y una tercera forma es agquella en donde el substrato
es sumergido en primer lugar en la solucién que contiene los
iones met&licos que catalizan la reaccién y como segundo paso
se logra la reduccién con alglin agente que no sea sal estano-
sa, pudiendo ser por ejemplo hipofosfi to de sodio, hidracina
o derivados del boro.

Un examen a publicaciones y patentes sobre catali--
zadores muestra preferencia por los metales nobles con aten--
cién especifica enfocada a las composiciones &cidas de paladio,
sin embargo a pesar de la gran demanda que poseen comercial--
mente se ha llegado a reconocer a través de la experiencia que
tienen ciertas limitaciones. Debido al grado de acidez que re
quieren sus iones para reducirse, existen problemas de corro-
sién tanto sobre el substrato como en el equipo de trabajo, -
agregando a esto el riesgo que se tiene en seguridad del per-
sonal.

Por otra parte se encuentra la elevada contaminacién
que produce el paladio en las soluciones para obtener el depd
sito metdlico volviéndolas muy inestables. Al mismo tiempo de
be considerarse que el paladio es muy eficiente en las deshi-
drogenaciones cataliticas, lo que hace que se puedan obtener-
depbésitos metélicos defectuosos si no se tiene el debido con-
trol.

Reconociendo las limitaciones anteriores, la tecno-
logia de superficies ha empezado el desarrollo de una nueva

generacién de catalizadores, en el cual el objetivo es la ob-
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tencién de un sistema catalitico basado en metales no nobles-

en sistemas de pH neutro.

APLICACION DEL DEPOSITO METALICO. Una superficie
ya catalizada es sumergida en una solucién propia para metali-
zar sin corriente, es decir un baiio electroless. Las solucio
nes empleadas basicamente se componen Ge una sal productora -
de iones metdlicos disuelta en agua, un agente reductor, una
substancia que regula el pH, un agente que forma complejos y
uno o més aditivos para controlar la estabilidad del bafio y
las propiedades del depdsito. Compar&ndose estas soluciones
con las de los bafios electroliticos se observan pequefias dife
rencias sin embargo vienen a ser de la misma naturaleza.

Una vez sumergida la pieza por recubrir en el baiio
escogidq, el catalizador inicia la reduccién esponténea del ién
metdlico y de inmediato se depdsita una fina y uniforme pelicu
la de metal. Tan pronto como el catalizador ha sido cubierto
por el depbésito, la reaccién se torna autocatalitica y la ve-
locidad del depbésito metélico disminuye significativamente
pero la reaccién continda hasta que la pieza es removida o las
substancias agotadas.

Las sales mAs cominmente empleadas para proporcio--
nar el i6n metllico son los cloruros, sulfatos y cianuros, es
decir se escogen entre las que son m&s solubles en agua y las

de mayor estabilidad.
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Entre los agentes reductores mAs solicitados se en-
cuentran el formol, el hipofosfito de sodio, la hidracina y
compuestos derivados del boro como el boro hidruro de sodio,
&cido bérico, borato de sodio y dimetil amino borano.

Para prevenir la formacién de substancias insolubles
es necesario agregar a las soluciones, agentes que forman com
plejos y los que al mismo tiempo regulan el pH de las mismas.
Para este propdésito se emplean substancias orgénicas que con-
tengan grupos funcionales como hidroxil, amina, aldheido y
carboxilo.

Para evitar la descomposicién de las soluciones se
agregan cantidades muy pequeiias de algin compuesto orgénico
derivado del azufre o sales solubles de metales pesados los
que actdan como estabilizadores. La estabilidad de las solu--
ciones depende de una apropiada seleccién y concentracién de
los estabilizadores, los que sin dafiar al producto, intervie-
nen en la velocidad de depésito que es el factor del cual de-
pende en gran parte la estabilidad de la solucién.

Una solucién ideal debe depositar metal solamente
sobre el objeto sumergido en ella y nunca sobre las paredes
que contiene dicha solucién, sin embargo estas soluciones son
semiestables, por el hecho de encontrarse en una misma solu--
cién el agente reductor y la sal metdlica, esto ha dado lugar
a que se formulen bafios para que la reduccién del ién metdli-
co no se produzca de inmediato o de manera esponténea.

Para obtener depésitos de buena calidad, ademés de
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escoger las férmulas de las soluciones més apropiadas, deben-
tomarse en cuenta factores como el pH, la temperatura y la a-
gitacién de las soluciones, por ser éstos de gran influencia-
en las caracteristicas de las soluciones de las que finalmen-
te depende en gran parte las caracteristicas del depdsito. De
este modo el control de estos factores proporciona una adecug
da concentracién iénica, una densidad uniforme y un control -
apropiado de la produccién de hidrégeno.

El empleo del proceso electroless ha sido principal
mente para obtener cubiertas de niquel y cobre, en menor pro-
porcién es empleado para obtener depésitos de oro, plata y co
balto y en pocas ocasiones para obtener depbésitos de hierro, -
paladio, platino, estafio, cromo y cadmio.

NIQUELADO. El1 proceso electroless mis comiunmente-
empleado es el de niquelado. Tiene una gran demanda debido a
las propiedades y caracteristicas que posee el niquel para --
formar aleaciones con fésforo o con boro en primer lugar, o -
con algan otro elemento.

La composicién de los bafios para niquelar sin co--
rriente eléctrica ha pasado por modificaciones, sin presentar
cambios bé&sicos. Est&n formados esencialmente por sulfatos y
cloruros de niquel, llevando consigo como un agente reductor-
el hipofosfito de sodio, hidracina o algin derivado del boro.

Las sales derivadas de algunos &cidos orgénicos que pueden ac



- 18 -

tuar como reguladores de pH y como medio para formar compues-
tos complejos de niquel son los citratos, tartratos, succina-
tos o los &cidos correspondientes a estas sales.

Las soluciones para niquelar son de dos tipos, &ci-
das y alcalinas. En el caso de un bafo &ido deberé mantener
se el pH entre 4.6 y 6 para conservar una velocidad de depési
to regular y evitar la formacién de substancias insolubles. -
Pueden emplearse como substancias reguladoras, ademés de las-
anteriores los acetatos, lactatos e hidroxiacetatos.

En cambio los bafios alcalinos que trabajan con pH -
entre 8 - 11, se regula por medio de hidréxido de amonio sin-
embargo en este caso una variacién en el pH no afecta mucho -
las propiedades del depésito.

La mayoria de estas soluciones son empleadas a tem-
peratura elevada para producir depésitos de mayor calidad, sin
embargo existen aquellas que se emplean sobre superficies de-
materiales sensibles a altas temperaturas, pudiéndose recubrir
a temperaturas menores.

Las substancias estabilizadoras asi como las que al
mismo tiempo imparten brillo al depésito de niquel normalmen-
te son aquellas que envenenan a los catalizadores pero que en
pequefias cantidades evitan la descomposicién del bafio a la vez
que mejoran el dep6sito metélico.

Al emplearse el hipofosfito de sodio como agente re
ductor se produce una aleacién de Ni-P, con una cantidad de -

fésforo que varia entre 3 y 17%, la que presenta propiedades-
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como la de una alta resistencia a la corrosién y al desgaste,
y una dureza elevada, comparable a la del cromo electrolitico,
es poco porosa y muy uniforme sobre cualquier superficie.

Si el reductor empleado es un derivado del boro se
obtiene una aleacién de Ni-B con un porcentaje de boro que va
ria entre 0.02 y 12. Estas aleaciones son muy sélidas, ddcti
les y presentan un poder anticorrosivo diez veces mayor que
un electrodepésito de niquel.

Tanto las aleaciones de Ni-P como las de Ni-B poseen
baja resistencia eléctrica por 10 que han podido substituir a
los depésitos de oro en los circuitos impresos.

REACCIONES PROPUESTAS. Bafio empleando hipofosfito,
Bl proceso para obtener depfsito de niquel sin corriente, em-
pleando hipofosfito como agente reductor, es explicado a tra-
ws de la deshidrogenacién catalitica de los iones hipofosfi-
to, convirtiéndose en iones ortofosfito.

BP0, + H0 —tty W o+ 2 o+ w072 (1)
El hidrégeno desprendido en esta primera reaccién es

de gran actividad siendo el que directament reduce a los iores
niquel.
N1+2 + 2H ——> Ni + 2H+ (2)
Simulténeamente una pequefia proporcién de hipofosfi-
to es reducida en forma similar por el mismo hidrégeno atémi-

co produciéndose fésforo elemental.

HPO,™ + H —————3 P + H20 + OH (3)
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Bl fésforo producido queda inmediatamente formando
una aleacidn con el niquel.

Al mismo tiempo més aniones hipofosfito son oxidados
a iones ortofosfito , con produccién de hidrégeno molecular.

HPO,~ + OH ————3 HA + HPO3  (4)

Esta dltima reaccién es producida independientemen-
te de la produccién de niquel, disminuyendo la eficiencia del
proceso.

La velocidad de la reaccién para depositar niquel
estd directamente ligada con las condiciones respecto al pH,
a la temperatura y a la concentracién del hipofosfito, mismas
que al disminuir dan lugar a una estabilidad mayor del siste-
ma, tanto que puede quedar inhibido,

Se ha encontrado que el valor éptimo para el pH es-
t& comprendido entre 4.3 y 4.9, sin embargo de acuerdo a las
reacciones (1) y (2) el pH disminuir&, con 1o que si llega a
aproximarse al valor de 3, se favorece a la formacién de &ci-
do ortofosforoso, pudiendo precipitarse el ortofosfito de ni-
quel y suspendiéndose el depbésito de niquel, e inversamente
con un aumento en el pH comienza a predominar la reaccién de
oxidacién del hipofosfito segin (4). Por 1o tanto el pH de la
solucién debe estar de acuerdo con la velocidad del depbsito
de niquel y con el rendimiento del agente reductor.

La temperatura adecuada para estos baiios estd entre
94 y 95°C, puesto que se ha camprobado que al descender la tem

peratura hasta 1os 68°C disminuye la velocidad del depbsito en
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un 52.5% y por abajo de 1os 65°C la reaccién se detiene. La
reaccién se favorece al elevirsele la temperatura pero al acer
carse al punto de ebullicién de la solucién, que es aproxima-
damente de 102°C, la estabilidad del baiio disminuye puesto que
el niquel se precipita violentamente.

Con respecto a la concentracién del hipofosfito, las
reacciones (1) y (2) dependen directamente de este ion. Bsto
indica que es conveniente un alto contenido de hipofosfito, sin
embargo si llega a excederse produce una reduccién violenta de
los iones niquel, evité&ndose el depdsito selectivo y disminu-
yendo la estabilidad del bafio.

Existe una segunda explicacién para la misma reduc-
cién del ion niquel, la que mpone la posibilidad de la forma-
cién de un hidruro metélico con el catalizador y por 1o tanto
las reacciones pueden quedar de la siguiente manera:

HP03 + H0 ———» HPO3~ + 28" + H-

++

N7+ 2 —— 5 N + Hyt

2HP0,” + 2 ———> 2P + Hpl + 4OH”

Para la obtencién del fésforo elemental también pue
de suponerse la formacién, como producto intermedio, del &ci-
do metafosforoso que al reaccionar con el hidruro produce fég
foro,

PO2~ + 3H  + 2H0 — 3 P + 1,5H; + 4OH™
Bafio con borohidruro de sodio., Si el agente reductor

empleado es NaBH,, la solucién debe tener un pH de 11, porque
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este agente se descompone fécilmente por hidrélisis en una so

lucién fusrtemente alcalina.

1"+ NeBHy + 2,0 ——> i+ 2H,M+ 4H'+ NaBO,
Esta reaccién llega a inhibirse al disminuir el pH,
por 1o que se hace mresario neutralizar directamente el &cido
que se produce.
Y la formacién de la aleacién Ni-B queda estableci-

da por la reaccién en la que se forma un boruro,

1™+ ZEaBHg + 6 NEOH ———> 2NizB + 6Hz0 + 8Na® + H,t

Bafio con dimetil amino borano. Un agente reductor
muy estable en solucién acuosa es el dimetil amino borano, que
puede producir la aleacién Ni-B. Este reductor se hidroliza
fécilmente en soluciones &cidas, sin embargo también reaccio-
na en soluciones neutras y alcalinas. La temperatura empleada
para estos sitemas es més © menos de 75°C.

Una de las reacciones propuestas para este casoO es:

W™+ 2(cHy) BH; + 6H,0 ——= 3INi + 3H b+ 2(CH;) NH +
2H,BO3 + 6H'

Bafio con hidracina. Las soluciones que emplean hidra
cina como agente reductar trabajan a un pH alcalino comprendi
do entre 10 y 11 y a la temperatura de 95°c, E1 depbsito obte
nido contiene de 97 a 99.2% de niquel, puesto que el resto
10 constituyen el nitrégeno y algdn otro elemento presente en

la reaccién,
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++ -
24T + 2HN-NHp + 20H" ————> 2Ni + 2Hf+ Npl+ 2HN-OH
O también la reduccién puede ser de la siguiente manera:
++ -
Ni~ + HN-NHp + 20H" ———— Ni + Hf+ Npl+ 20,0

COBRIZADO. Ocupa el segundo lugar en importancia el
proceso electroless de cobre, pues las caracteristicas de és-
te no son tan notables como las del niquel. Normalmente el co
bre es aplicado en primer lugar, seguido de un recubrimiento
de algin otro metal que tenga las caracteristicas deseadas.

La mayoria de las soluciones para depositar cobre
sin corriente emplean formaldehido como agente reductor reac-
cionando en un medio fuertemente bésico con un pH alrededor de
11. Debido a esta alcalinidad hay que evitar la formacién de
precipitados por 10 que es necesario agregar substancias for-
madoras de complejos como el tartrato de sodio y potasio o el
écido etilén diamino tetracético,h la vez que se adiciona al
gin otro compuesto orgénico derivado del azufre, como estabi-
lizador,

Es frecuente que 10s iones clprico se reduzcan par-
cialmente por 10 que se debe agregar pequeifias cantidades de
algén agente oxidante o bien se hace burbujear oxigeno o aire
a la solucién para poder regenerar el ion ciprico,

Se ha comprobado que mientras més se eleva la tempe
ratura de las soluciones, la cantidad de cobre depositados se
ré4 mayor pero en cambio la estabilidad de las soluciones dis-

minuye, por 1o tanto la temperatura debe mantenerse entre 36°
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y 44°C para mejores resultados.
La reaccién catalitica del cobre queda representa-

da de la siguiente manera:

Cu®™ + 2HCHO + 40H™ ————> Cu + Ht+ 2H,0 + 2HCO0™
Y es llevada a cabo a temperatura ambiente y a un
pH comprendido entre 12.5 y 13.5. Una diasminuciéon o un au-
mento en el pH produce una disminucién en la velocidad del de
pbsito de cobre pudiendo llegar en ocasiones hasta suspenderse
dicha reaccién.
Las reacciones secundarias que pueden contaminar la

solucién son:
++ - -
2Cu’ + HCHO + 50H° —————> Cu,0 + HCOO + 3H20
2HCHO + OH™ —————> CH,-OH + HCO00~

HCHO + OH™ ——> Ht+ HCO0™

BANOS PARA DEPOSITAR COBALTO. Las soluciones de co
balto estén teniendo una gran demanda para cubrir peliculas de
tereftalato de polietileno empleadas en la fabricacién de cin
tas magnéticas en las que ademés de requerirse una capa metd-
lica sumamente delgada debe presentar propiedades magnéticas
Yy una gran resistencia a los abrasivos y al desgaste.

Estas propiedades se han conseguido con aleaciones
de Co-P y Co-B las que se obtienen en forma muy semejante a

las aleaciones de niquel.
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La reaccién es similar a la que se presenta en el

niquelado.

co'™ + 3P0, + O ———> Co + H' + Hpt+ 2HPO;” + P + Hy0

SOLUCIONES PARA DEPOSITAR ORO. Debido a su alto cog
to estas soluciones son poco solicitadas sin embargo existe
una gran variedad de soluciones y métodos para conseguir un
buen recubrimiento y una mayor estabilidad de las soluciones.
Estas soluciones deben contener de dos a tres gramos de oro
por litro de solucién para 10 que normalmente se agrega un
cianuro alcalino y un derivado de boro camo agente reductor.
Normalmente trabajan a pH elevado y a temperaturas que ge-
neralmente son bajas y emplean 108 mismos agentes para for-
mar cample jos © para mejorar el depdsito, que los bafios em-

pleados para niquel.
Se ha demostrado que no existe una gran diferencia

entre oro electrolitico y oro electroless, sin embargo este
proceso es empleado para obtener depésitos donde se requiere

una capa muy delgada de oro.

Tebricamente se cree que la reduccién la lleva a
cabo una especie intermedia, formada por la hidrélisis del

agente reductor de la siguiente manera:
BH4™ + H)0 ———> BH3OH™ + !

(CH3) NH*BH3 + OH™ ————» BH30H™ + (CHj),NH
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BHaOH™ + 3Au(CN),” + 308" — 2%y B0,™ + 1.5H,t+ 3Au + 6™
+ 2H,0

SOLUCIONES PARA DEPOSITAR PLATA. Las soluciones em
pleadas para platear son las més antiguas sin embargo su uso
estd algo atenuado y por 10 tanto sus soluciones han sido poco
investigadas.

Las soluciones més comunes estén compuestas de sales
de plata, como nitrato y cianuro, el reductor que més comin-
mente se emplea es el formol y para proporcionar estabilidad
se agrega un derivado del azufre. Las soluciones act@ian geng
ralmente a pH elevado y a temperatura ambiente.

DEPOSITOS IE OTROS METALES. Por (ltimo ex’sten al-
gunos informes para obtener depfsitos sin corriente eléctrica
de metales como paladio, hierro, estafio, cadmio y cramo que
muestran una gran similitud con los procedimientos mé&s conoci

dos, pero por su poca efectividad son menos empleados.

DEPOSITOS SOBRE METALES. Esgtos procesos tienen mu-
cha semejanza y en ocasiones son iguales a 108 empleados para
recubrir superficies no conductoras, sin embargo dependiendo
del tipo de metal pueden suprimirse la scnsibilizacién y la
activacién de las superficies metdlicas, teniendo buenos resul
tados.

Se pueden cubrir todo tipo de metales y aleaciones

teniendo en cuenta 10s potenciales de oxidacién de 1os mismos
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para evitar reacciones de desplazamiento o descomposiciones en
las soluciones. Como éstas pueden mis fécilmente descomponep
se al introducir las piezas metélicas se investigan una gran
cantidad de substancias estabilizadoras, ademds de las comunes
derivadas del azufre y entre éstas estén por ejemplo: el hexa
fluorotitanato de potasio, borogluconato de antimonio, tetrag
tilen pentamina, cafeina, 4-aminoantipireno, tiazol y tetrazo
lium.

APLICACIONES. Las aplicaciones de 108 depdsitos me
télicos sobre materiales, tanto conductores como no conducto-
res, por el proceso de electroless, deben estar de acuerdo a
la funcién principal del depésito. Asi el depdsito metélico
puede ser empleado principalmente.

Para me jorar apariencia.

Como medida de proteccién.

Para me jorar propiedades mecénicas.

Para proporcionar superficies con propiedades espe-

ciales.

Estas distinciones tal vez estén sobrando, puesto
que un depdsito decorativo debe extender su objetivo hasta pa
ra dar una buena proteccién a los objetos o hacia alguna otra
funcién,

Muchos materiales cubiertos con depbsitos metdlicos
me joran sus propiedades y por 1o tanto se hacen propios para

usos industriales en donde cada vez hay mis demanda de mate-
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riales especificos.
Los depdsitos decorativos son 1os més familiares los

que normalmente consisten en primer lugar de una capa de cobre
o de niquel para finalmente cubrir con un metal de mayor costo,

La lista de articulos metalizados para mejorar la 3
pariencia es interminable pero en general casi todos esos artf
culos son ademés cubiertos para protegerlos del medio.

Cabe hacer resaltar que este procesO en su gran ma-
yorfia esté dedicado a recubrir plésticos aprovechando tanto sus
propiedades como su amplia produccién de hoy en dfa. De esta
forma 10s poli{meros compiten con los metales por sus ventajas
como son su ligereza, la facilidad para adaptarse a diversas
formas y Obteusr una gran variedad de objetos itiles y su bajo
co-sto de produccién.

Estos materiales ofrecen un campo extenso al quimico ,
puesto que pueden adaptarse ampliamente ya sea por la modifi-
cacién del monémero o de las condiciones de polimerizacién ya
que en ocasiones sde dispersa el catalizador sobre el objeto
que se metalizaré, durante el proceso de polimerizacién o de

moldeo,
Sin embargo los plésticos presentan ciertas desven-

tajas en este proceso como las de su superficie suave, su a-
traccién al polvo y la poca afinidad por los metales y que a
pesar de ellas se aceptan por sus grandes ventajas y por lo
tanto se sigue investigando sobre una buena combinacién de

plastico-metal como una genuina composicién.
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Puede pensarse que este proceso llegue a ser una mo
da pasajera, sin embargo, 10s avances técnicos en la priéctica
10 han llevado a encontrar miltiples aplicaciones.

"(Las rescciones propuestas fueron tamadas de las citas
bibliogréficas “674 y “675).
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ter, George A; Mc Cormack, John F.; Williamson, John D.:
Zeblisky, Rudolph J. (Kollmorgen Technologies Corp.) --
Ger. Offen. 2, 715, 850 (Cl. C23C3/02), 13 Oct 1977, Us
Appl. 674, 766, 08 Apr 1976; 23 pp. (88-26-1960863-1978)
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Imprevement in the electroless copper platingprocess. -
Vaskelis, A.; Stulgiene, S.; Jacauskiens, J. (USSR). --
Intensifik. Tekhnol. Protsessov pri Osazhdenii Met. i -
Splavev 1977, 131-3 (Russ). (89-2-10327p-1978).

Room temperature fast electroless copper. Karustis, G.-
A. (Oxy Mst. Ind. Cerp., Detroit, Mich.) Des. Pinish. -
Printed Wiring Hybrid Circuits Symp., (Proc) 1976, 91-7
(Bng). (89-4-28954a-1978).

Effect of the concentration of the sensitizer and activy
tor on the induction period for copper plating and qualj
ty of the coatings. Sneger, V.I.; Yarosh, G.A.; Salkaus-
kas, M. (USSR), Issled. Obl. Elektresazhdeniya Met.- Ma-
ter. Resp. Konf. Blektrokhim. Lit. S8R, 15th 1977, 146-
51 (Russ). (89-6-47486r-1978).

Electroless copper plating baths. Molenaar, Arian; Bo--
ven, Jan; Von den Bogaert, HenricusMarinus (N.V. Phi---
lips' Gloeilampenfabrieken) Ger. Offen. 2, 701, 365 (Cl.
C23C3/02), 28 Jul 1977, Neth. Appl. 76/689, 23 Jan 1976;
4pp. (89-8-63639y-1978).

Arresting of electroless coating reaction. Nihei, Kojis
Kanomori, Takashi; Miyagawa, Hiroaki (Oki Electric Iadug
try Ce., Ltd.) Japan. Kokai 7814, 633 (Cl. C23C3/02). 09
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5t-1978).

279.- Blectroles metal deposition and article. Peldstein, Na-
than. U.S. 4, 087, 586 (Cl. 428-457; C23C3/02), 02 May-
1978, Appl. 645, 198, 29 Dsc 1975; Spp. (89-12-90834q-

1978).

280.- Blectroles copper plating solution. Such, Tony Bugene;-
Wilkinson, Vaughan Gary (Canning, W., Ltd.) Brit. 1, --
500, 435 (Cl. C23C3/02), 08 Feb 1978, Appl. 75/14, 412,
08 Apr 1975; 7pp. (89-12-93889x-1978).

281.- Copper electroless coating solutions. Hirchata, Ryego:;-
Oita, Masahire; Honjo, Katsuhikn (Matsushita Blectric -
Industrial Co., Ltd.) Japan. Kokai 7840, 640 (Cl. C23C3/
02), 13 Apr 1978, Appl. 76/71, 889, 17 Jun 19765 2pp.
(89-14-116574g-1978).

282.- Copper electroless coating solutions. Oka, Hiteghi (Mi-
tachi, Ltd.) Japan. Kokai 7851, 143 (Cl. C23C3/02), 10-
May 1978, Appl. 76/126, 074, 22 Oct. 1976; Spp.
(39-20-167876q-1978) .

283.- Cepper electroless coating solutions. Nakajima, Yasuo;-
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Sato, Takao (Nippon Electrode Co., Ltd.) Japmm. Kokai -
78,78 939 (Cl. C23C/00), 12 Jul 1978, Appl. 76/155,380,
22 Dec 1976; 2pp. (89-26-219583p-1978)..

Depositing a metal on a surface. Dinella, Donald; Eaer-
soen, John Allen; Polakowski, Ted Dennis, Jr. (Westing--
house Electric Corp.) US. 4,098,922 (Cl. 427-54; B44Dl/
18), 04 Jul 1978, Appl. 693, 600, 07 Jun 1976; 1llpp.

(90-2-111142-1979).

Metal complex compounds adapted for chemical refining -
of metal and nperation of a chemical mstallizing bath.-
Stahl, Pritz; Steffen, Horst (Ruwell G.m.b.H.) Ger. ---
Offen. 2, 713, 392 (Cl. C23C3/02), 28 Sep 1978, Appl. -
23 Mar 1977: 17pp. (90-4-27891m-1979).

Structures of copper (II) complexes which deposit cop-'
per in chemical copper-plating bath. ohne, Seigo (®lec
tron Device Lab., Oki Blectric Ind. Ce., Ltd., Tokyo, -
Japan). Bull. Chem. Soc. Jpn. 1978 51(10), 3 101-2 ---
(Bng). (90-4-27456b-1979).

The electrochemestry of electroless deposition of copper.
Donshue, Francis M. (Dep. Chem. Eng. Univ. Michigan. --
Ann. Arbor, MI 48 109 USA) J. Electrechem. Soc. 1979, -
126(12), 2 167 (Bng). (92-6-49401v-1980).
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288.- Contrnl of Electroless metallizing daths. Zeblisky,
dnlph John:; Karas, Jhon Paul; Punk, Charles Rowland
(Kollmocjen Technologies Corp.) Ger. Offen. 2,751, 10
(C1.C23C3/02), 24 May 1978, Us Appl. 744,110, 22 Nev
1976; 30pp. (89-15-134307b-1978).

289.- Electroless cnpper cnating. Hirohata, Hyogo: Oita, M:
hire; Honjo, Katsuhiko. (Matsushita Blectric Iadustr:
Co., Ltd.) Japan. Kokai 78,66,830 (T1.C23C3/02), 14 .
1378, Aopl. 76/87,434, 21 Jul 1976; 2pp. (89-24-202"
v-1978).

290.-Electroless copper plating bath for manufacturing prir
circuit boards. Sasaki, Osamu; Ende, Akira; Kano, Ji:
Tsukada, Tomomichi (Tokye Shibaura Electric Co., Ltd.
Jpn. Xokai Tokkyo Keho 78,144, 835 (Cl. C23C3/02), 1t
Dec 1973, Apnl. 77/60,708, 25 May 1977; 4pp. (90-20-
12284-1979).

291.- Electroie3s copper baths-a systems approach. Poskanze
Alan M. (4etal Piaish, Thiokol/Dynachem Corp. Tustin,
Calif.). Plat. Blectron Ind. 1978 7, Paper Ne. 5, 18
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292.- Blectrnless plating bath for manufacturing coppec-cla

plastic lamninated for printed circuits. Sasaxi, Ozamt
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Ende, Akira; Kano, Jiro; Tsukada, Tomomichi (Tokyo Shi-
baura Electric Co.,Ltd.) Jpn. Kokai Tokkyo Koho 78,144,
836 (Cl. C23C3/02), 16 Dec 1973, Avpl. 77/60,709, 25 --
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Thich chemical copper for use in printed circuits having
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vano Organe 1980 49(372) 15-6 (®r). (92-20-173442y-1980)

B.- DEPOSITOS DE COBALTO.
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Ivan~vskaya, M.I.: Sviridov, V.V.: Branitskii, G.A. ---
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rova, A.A.; Sadakov, G.A.; et Al. (Nauka: Moscow, USSR).

1974. 219pp. (82-1-6833p-1975).
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Satoru; Takano, Osamu; Anki, Koji (Himeji Inst. Technol.,
Hime ji, Japan). Himeji Kogyo Daigaku Kenkyu Hokoku 1974,
27 A, 166-81 (Japan). (83-2-143662-1975).
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102 E110.21), 13 Nov 1974 Appl. 73 30,263, 14 Mar 1973;
4pp. (83-4-368473-1975).
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26 Nov 1969; l4pp. (86-20-141186c-1977).
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kasu; Ohno, Mamoru; Soeda, Fusami (Toray Industries Inc.)
Japan. Kokai 75 33, 934 (Cl. 12A211,62B 71, 102B110.21),
02 Apr 1975, Appl. 73 84,982, 30 Jul 1973; 6épp. (83-10-

90007y-1975) .
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phosphorus deposits. Fisher, R.D.; Morrison, J.R. (Comput.
Peripherals, Inc., Norristown, Pa.). Plat. Electron. Ind.,

Symp., Sth 1975, 202-12 (Eng). (83-10-83501b-1975).
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lessly deposited films. Chekanova, L. A.; Tushkov, B:; P.
(USSR),. Piz. tverd. tela 1974, 94-9 (Russ). (83-16-1410

204g-1973).
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Catalytic descompnsition of hypophnsphites. 14. Codepnsi
tion of nickel with cobalt from amumoniacal solution. Lu-
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1975).

Elactroless nickel cnating nn magnetic tapes. Wakai, Ky
nin (Hitachi Maxwell, Ltd.) Japan. Kokai 74,113,630 (Cl.
12 A211, 102 B:10.21), 13 Nov 1974, Appl. 7330,262, 14_
Mar 1973; 3pp. (84-6-32118v-1976).

Solutinn for electroless cobalt platinj. Lunechas, A.:-
Rozovski, G.I.; Savickas, A.: Radziuniene, V. (Inst. --
Khim. Khim. Tekhnol., Vilnius USSR). Zh. P?rikl. ®im. -
(Leningrad) 1975, 48(8), 1703-5 (Russ). (93-22-132756v-
13735).
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ting. Shirahata, Ryujir Kitamoto, Tatsuji; Susuki, Mi--
$33ki (Puji Photo f£ilm Co., Ltd) Japan Kokai 75, 116, -
330 (C1.C23C. HO1F, Gl1B), 11 Sep 1975, App). 74, 19, -
897, 21 Feb 1974; 9pp. (84-12-83395r-1976).

Enclesing particles in metal capsules. Rolker, John H.:
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(Cl. 204-59R, C25B1/34), 25 Apr 1978, Appl. 711, 759, -
04 Aug 1976; 7pp. (89-6-50609p-1978).

Magnetic properties of electroless nicksl-cobalt depo--
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1/00), 16 Mar 1978, Appl. 76/102, 655, 30 Aug 1976; --—-



320.-

321.-

322.-

323.-

- 99 -
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F.- DEPOSITOS DE ORO.

Electroless plating nf gold nn tungsten. Inaba, Yoshi-
haru; Kawancbe, Toru (Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 7467,
838 (Cl. 12 A 211, 99(5)Cl, 20(3)D13), Ol Jul 1974,  --
Appl. 72, 109, 427, 02 Nov 1974: 3pp. (82-3-379408----
1975).

Gold plating metallized alumina ceramics. Gillespies, T.
J.? Antepenko, R.J. (Neutron Devices Dep., Gen. Blectr.
Co., St. Petesburg, Fla.) Plat. Electron. Ind. 1978, 7,
Paper No: 12, (Bng): 39pp. (90-26-212171q-1979)

Electrolessly plating alloys. Ballas, Donald F.; Ku, --
San-Mei; Marinace, John C. (International Business Ma--
chines Cerp.) U.S. 3, 890, 455 (Cl. 427-85; HOlL, BOSD),
17 Jun 1975, Appl. 265, 948, 23 Jun 1972; 3pp. (83-16-
135997q-1975).

Electroless gold plating by using sodium borohydride as

a reducing agent. Efimov, B.A.:; Gerish, T.V.: Erusalime

hik, I.G. (USSR). Zashch. Met. 1975, 11(3), 383-5 (Russ).
(83-20-167555k-1975) .
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Minerals and Chemicals Corp.) U.S. 3, 917, 885 (Cl. 427-
304, C23C), 04 Nov 1975, Appl. 464, 666, 26 Apr 1974; -
Spp. (84-16-110129r-1976).

329.- Electroless solutions. Okinaka, Yutaka (Scet.). Gold -
Plat. Technol. 1974, 82-102 (Bng). (85-2-9095x-1976).

330.- Use of gold in autocatalytic processes of deposition. -
Rapson, W.S.: Groenewold, T. (Inst. Res., South Afr. --
Chamber Mines, Johanesburg, S.Afr.) Galvano. Organe --
1976, 45(470), 973-8 (Pr.) (86-12-80652c-1977).

331.- Blectroless gold plating. Royon, Jean (Lab. Electrechim.
Congservatoire Nat. Art. Metiers, Paris, Pr.) (86-14-94
152b-1977).

332.- Electroless gold plating. Aotami, Kaoni; Yago,Masayuki:;
Ohwada, Susumu (Dewa Mining Co., Ltd., Yokozawa Chemical
Industry Co., Ltd., Nihen Gijutsu Kaihatsu K.K.) Japan.-
Kokai 7724, 129 (Cl. C23C3/02), 23 Feb 1977, Appl. 75/95
196, 05 Aug 1975: 4pp. (87-2-10160n-1977).

333,- Metal coating far integrated circuits. Murakami, Gen: Ya

mamoto, Hideharu; Otsuka, Kanji; Otsu, Mameru; Maba, Yo-
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shiharu (Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 7753, 732 (Cl. C23
c3/00), 30 Apr 1977, Appl. 75/129,210, 29 oct 1975; 4pp.
(87-20-155914w-1977) .

Electreless gold metallizatinn for poly(vinylidene flug
ride) films. Schiavane, L.M. (Bell Lab., Holmdel, N.J.),
J. Electrachem. Snc. 1978 125(4), 522-3 (BEng).
(88-24-171272m-1978).

Solutions for electroless gold coatings. Sasaki, Shuji.
Japan. Kokai 77, 124, 428 (Cl. C23C3/02), 19 Oct 1977, -
Appl. 76/40, 945, 13 Apr 1976; 3pp. (88-26-1961008-1978)

Gold electroless coating selutien and geld film ceating
on nickel. TRW Inc. Japan. Kekai 77, 151, 637 (Cl. C23-
C3/02), 16 Dec 1977, U.S. Appl. 681, 491, 29 Apr 1976;
7pp. (89-6-47455c-1978).

Uniferm gold films. Miller, Richard G. (PPG. Industries,
Inc.) U.S. 4, 091, 172 (Cl. 428-630; C23C3/02), 23 May-

1978, Appl. 750, 474, 14 Dec 1976; 4pp. (89-16-134317e-
1978).

Electroless gold plating bath. Franz, Helmut: Vanek, Ja
mes C. (PPG Industries, Inc.) U.S. 4, 091, 128 (Cl. 427-
304; C23C3/02), 23 May 1978, Appl. 731, 053, 08 Oct 1976
Spp. (89-16-134318£-1978).
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339.- Electroless vs. electrolytic gold barrel plating of elec

340.-
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tronic components. Asher, R.K. (Blectron. Mater. Group,
Hotor?l.a Semicend. Greup Inc.,Pheenix, Ariz.) Plat. Elec
tron Ind. 1978, 7, Paper 10, (Bng): 17pp. (90-26-2121--
69v-1979).

Autocatalytic gold plating and the preductien of metal-
ceramic case. Bessenyei, Mrs. Gaber (Semicend. Dep. ---
Ind. Res. Inst. Electren. "“HIKI", Budapest, Hung.) Hirg
dastech. Ip. Kut. Intez. Kozl. 1978 18(4), 60-73 (Hung).
(91-4-253603-1979) .

Blectroless gold plating baths. Burke, Aaren R.:; Hough,

William V.; Hefferan, Gerald, T. (Mine Safety Appliance
Co.) U.S. 4, 142, 902 (Cl. 106-1.23, C23C3/02), 06 Nov-
1979, Appl. 743, 220, 19 Nov. 1976; 4pp. (91-4-25752p-
1979).

Electroless vs. electrolytic geld barrel plating of e--
lectronic transistors. Asher, R.K. (Moterela. Inc., ---
Pheenix, Ariz., USA). Annu Tech. Conf.- Am. Electreplat.
Sec. 1979, 66, G-Z, (Bng):; 17pp. (91-12-99055k-1979).

Semicnnducting devices with electroless gold plating. -

D'Asarn, Lucian A.: Okinaka, Yutaka (Bell Telephéne La-
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boratories, Inc.)U.S. 4, 162, 337 (Cl. 427-92, C23C3/
02), 24 Jul 1979, Appl. 851, 612, 14 Nov 1977; 7pp.
(91-14-116299n-1979).

344.- A comparison of electroless and electrelytic gold tran-
sister plating. Asher, Reginald K. (Electron. Mater. --
Div. semiconducter Group, Motorola Inc., Phoenix, Ariz.
85008 USA). Plat. Surf. Pinish. 1979 66(10), 46-9 (Eng).
(91-24-201117w-1979).

345.- Chemical (electrolytic) deposits of precious metals. Bu-
relli, A. (Fr.). Galvano-Organe 1979 48(498), 667-70 --
(Pr.). (91-25-219188e-1979).

G.- PLATEADO.

346.- Kinetic features Of electroless silver plating nf hydrg
phobic pnlymers. Belega, Zh.V.; Dubrannvskaya, E.N.; VvVar
lamsrv, Yu. I. (Khar'k. Inst. Obshch. Pitan., Kharkev, -
USSR) . Izv. Vyssh. Ubrech. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol.
1975 18(3), 494-5 (Russ). (83-4-29272q-1975).

347.- EBlectroless silvering compesitien. Sivertz, Christian;-



Soltys, Joseph F. (Londen Laboratories Co.) Can. 945, -
308 (Cl. 6-4), 16 Apr 1974, US Appl. 270, 380, 13 Jul -
1972; 19pp. (83-8-64714g-1975).

348.- Chemical plating of conducting networks on glass. Buon-
cristian, Ivano; Ciardelli, Umberte (Secieta Italiana -
Vitroe SIV S.p.A.) Ger. Offen. 2, 440, 934 (Cl. C23C, --
HOS5K), 27 Mar 1975, Ital. Appl. 52, 343/73, 05 Sep 1973;
7pp. (83-8-64743r-1975).

349.- Selution for chemical silver plating. Vaskelis, A.; De-
montaite, O. (Institute of Chemestry and Chemical Tech-
nology, Academy of Sciencies, Lithuanian, S.S.R.) USSR-
451, 803 (Cl. C23c), 30 Nov 1974, Appl. 1, 871, 713, --
Appl., 16 Jan 1973. (83-8-64727p-1975).

350.- Bath electroless deposition of silver. Melenaar, Ariary
Jonker, Hendrik (N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken) --
Ger. Offe. 2, 328, 378 (Cl. C23c), 17 Jan 1974, Neth. -
Appl. 72, 08, 453, 21 Jun 1972; 12pp. (84-14-94215h--
1976).

351.- Electroless silver plating solutions. 5. Reduction of -
silver (I),with cepper(I), iren(I1I) and cobalt(II) ions.
vaskelis, A.: Diementaite, O. (Inst. Khim. Khim. Tekhnel.
Vilnius, USSR). Liet. TSR Mokslu Akad. Darb. Ser B 1980,
(1), 3-10 (Rusn). (93-6-58135)-1980).
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Stability of chemical silver plating solutions contai-
ning triethanolamine. Nevskii, O.I.; Kuz'min, L.L.; Va-
sil'ev, V.P. (USSR). Dekl. Nauchno-Tekh. Konf. Krestev,
G.A. Ivanav. Khim.-Tekhnnl. Inst.: Ivanovo, USSR.
(84-10-63883v-1976) .

Electroless silver plating solutinns. Noguchi, Seiichi:
Funada, Kiyotaka (Niknn Kagaku Kizai K.K.) Japan. Kokat.
7593, 234 (Cl. C€23C), 25 Jul 1975, Appl. 73 143, 460, -
24 Dec 1973; 3pp. (84-12-78397p-1976).

Blectroless silver plating solutions.l. Silver reductien
in cyanide solutions. Vaskelis, A.:; Diemsntaite, O, ---
(Inst. Chem. Technel., Vilnius, USSR). Liet. TSR Mokslu
Akad. Darb., Ser B 1975, (4), 23-30 (Russ). (84-22-15-
4201n-1976).

Electroless silver plating of metal substrates. Ohtsu, -
Mamoru; Inaba, Yoshiharu (Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai -
75, 154, 125 (Cl, C23C), 11 Dec 1975, Appl. 7462, 963, -
05 Jun 1974; 3pp. (84-26-183874q-1976).

Improvement in silvering selutions. Suggs, Robert. ---

(Suggs, Rebert, Inc.) Brit. 1, 432, 871 (Cl. C23C), 22-
Apr 1976, US Appl. 341, 262, 14 Mar 1973:; 2pp.
(85-24-181283t-1976) .
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Blectrochemical method for adjusting electroless silver
plating solutions. Vaskelis, A.; Demontaite, O. (USSR).
Issled. Obl. Elektr@nsazhdeniya Met., Mater. Resp. Konf.
Elektrokhim. Lit. SSR. l4th 1976, 192-6 (Russ).
(86-26-196792c-1977) .

358,- Composites based on silver deposited without current ap

plication. Saifullin, R.S.; Bagautdinova, S.G.; Myaki--
sheva, V.N.: Kiyamova, I.G. (USSR). Prikl. Elektrokhimi-
ya 1977, (6), 14- 16 (Russ). (88-24-1752282-1978).

359.-Solution for electroless silver plating. Kochman, E.D.:-

360. -

361.-

Il. in, V.A. (USSR) Khim. i Elektrokhim. Metody Zashchty
Met. 1977, 59-60 (Russ). (89-24-202434t-1978).

Inmersion silvering of silicen. Valsiuniene, J.: Zielp,
H (Inst. Khim. Khim. Teknol., Vilnius, (USSR). Liet. --
TSR. Mokslu Akad. Darb., Ser B 1979, (1), 3-7 (Russ).
(90-24-190856n-1979).

Study of the stability of an electroless silver plating
solution. Fosfanov, G.M.; Evseeva, M.A.: Kitaev, G.A. -
Korkunova, T.K. (Ural. Politekh. Inst. Sverdlovsk, ---
USSR). Zashch. Met. 1979 15(1), 125-7 (Russ). (91-14-

114475¢-1979).
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H.- DEPOSITOS D& Pd, Pe, Sn, Cr, y Cd.

362.- Blectr®less surface metalizing of plastic articles and-

363.-

36‘. -

365.-

activation bath for this purpose. Schulze-Berg, Klaus -
(Langbein-Pfanhauser Werke A.-G.) Ger. Offen. 2,418,654
(C1. c23C), 06 Nev 1975, Appl. P24 18 654.7, 18 Apr ---
1974; 13pp. (84-18-125657k-1976).

Solutions for electroless palladium coating. Kawagashi,
Sakae (Nissan Motor Co., Ltd.) Japan. Kokai 7700, 733 _
(C1. c23c3/02), 06 Jan 1977, Appl. 75/76,536, 24 Jun --
1975; 4pp. (86-18-125273y- 1977).

Electrodes palladium plating using sodium tetrahydrebo-
rate. Valsiuniene, J.:; Prokopchik, A.Yu.; Kaskelis, A.
(Inst. Khim. Khim. Teknol., Vilnius, USSR) Liet. TSR --
Mokslu Akad. Darb. , Ser B 1976, (4), 25-32 (Russ).
(86-18-125406u-1977).

Phase structure of electroless alloys of iren and co--
balt with phospherus. Bondar, V.V.; Moiseev, V.P.; Kon
yashima, G.S. (Vses. Inst. Nauchn. Tekh. Inf., Moscow,
USSR) Tezisy Dokl.- Vses. Soveshch. Elektrokhim., S5th
1974, 2, 32-5 (Russ). (84-12-77807k-1976).
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Electroless iron and iron alloy plating bath. Hoshino,

Yoshio; Akimoto, Yasumasa; Sato, Masao (Tokyo Inst. of

Technology ) Japan. Kokai 75,148,241 (Cl. C23C), 27 Nov
1975, Appl. 74 56, 836, 21 May 1974; 4pp. (84-18- 1252
95r- 1976).

Blectroless iron plating in the presence of tin (II). -
Zielys, H.; Valciuniene, J.; Prokopchik, A.Yu. (USSR).-
Issled Obl. Elektroosozhdeniya Met., Mater. Resp. Konf.
Elektrokhim. Lit. SSR. l4th 1976, 204-9 (Russ). (87~
8-56457t-1977).

Tin electroless Plating of aluminum alloys. Zietkiewics,
Marian; Rekse, Wladyslaw; Strekowska, Alewtina (Inst. -
Mech. Precyz., Warsow, Pol.). Powloki Ochr. 1975 3(1),-
26-9 (Pel). (83-16-135782r 1975).

Electroless tin coating. Tanaka, Yutaka (Nihon Mekutoropn
K.K.) Japan. Kokai 75 91, 531 (Cl. C23C), 22 Jul 1975, -
Appl. 73 140,871, 14 Dec 1973; 3pp. (84-14-94233n-1976).

Electroless solder plating solution. Kobuna, Hideaki; -
Sato, Takan (Nippon Electric Co., Ltd.). Japan. Kokai

75 15,741 (Cl. 12A22, 12B2), 19 Feb 1975, Appl. 73 67,
637, 15 Jun 1973; 4pp. (B84- 16- 110103c-1976).

Tin plating and tin plate. Reed, William E, (Nath.Tech.



Inf. Serv., Springfield, Va U.S.A.). Report 1979. Order
NTIS P-79/0464,117 pp (Bng.). (91-16-13002d-1979).

372.- Chemical plating ®f a chramium-nickel-boron alloy. Matsy
zuka, Kenji (Sankn Special Metal Industrial Co., Ltd.)-
Japan 75 04,329 (Cl. C23C). 18 Feb 1975, Appl. 70 96, _
621, 02 Nov 1970; 2pp. (83-8-64761v-1975).

373.- Studies an chromic acetnacetate bath. Yoshida, Tadoshi:
Nihei, Kohji; Ohsaka, Tetsuya (Sch. Sci. BEng.,Waseda --
Univ., Tekyo, Japan). Asahi Garasu Kogyo Gijutsu Shorei
kai Kenkyu Hokoku 1978, 32, 61-75 (Japan). (91-18-1483_
924-1979).

374.- Solution for chemical cadmium plating. Dokuchaev Yu.P.:
Kulikova, I.V.; Savel'eva. N. Ya. USSR. 451,882 (Cl1.C23
c), 30 Nov 1974, Appl. 1,908,267, Appl. 13 Apr 1972.
(83-4-32189y-1975).

I.- ELECTROLESS SOBRE METALES.

375.- Baths fer electroless plating of lead-tin alloys on cop
per substrates. Hanabusa, Takaynshi; Kawada, Junichire.

(Pujitsu Ltd.) Japan. Kokai 7464, 527 (Cl. 12 A211), 22



Jun 1974, Appl. 72 106, 864, 25 Oct 1972; 3pp. (82-5-

673422-1975).

376.- Selution for chemical deposition of nickel on aluminum-
powder. Vashchnke, V.V.; Chovyk, N.G.:; Gelubev, O.N.; -
Kitaev, P.I.; Tsidulke, A.G.: Shavkunov, A.V. (Kuiby---
shev Aviation Inst.) USSR 436,861 (Cl. C23cb), 25 Jul -
1974, Appl. 1,686,447, Appl. 02 Aug 1971. (82-4-47019w
1975).

377.-Blectroless copper plating of metal components. BExperiep
ce of the Chernovitsy Light Machinery Construction ---
Plant. Ryngach. A.F.; Bykov, B.V. (USSR). Vestn. Mashi-
nostr. 1974, 54(7),50 (Russ). (82-3-34037a-1975).

378.- Electreoless and electrolytic coating on aluminum. Wrze-
cian, Mecislas (Pol.) Galvano-Organ® 1974, 43(444),485-
6 (Pr). (82-10-130940k-1975).

379.- Blectroless coating of metals. Darkins, Peter D. (Faq-
Vos Ltd.) Ger. Offen. 2,427,077 (Cl. C23c), 02 Jan 1975,
Brit. Appl. 27,567/73, 09 Jun 1973; 23pp. (82-11-14399
9m-1975).

380.- Electr@less plating of iron in baths containing sodium-
hypnphasphite as a reducing agent. Akimoto, Yasumasa; -

Hoshino, Yoshin; Sate, Masao; Utsunomiya, Taizo (Tokyo-
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Inst. Technol., Tokyo, Japan). Kinzoku Hyomen Gijutsu -

1974, 25(12),666-70 (Japan). (82-12-159145r-1975).

Sintered metal magnet treated non-electrolytically with
nickel. Morinaga, Magoe (Aikoh Co., Ltd.) Japan Kokai -
7501,007 (Cl. 10 A60), 08 Jan 1975, Appl. 7349,687, 07
May 1973; 3pp. (82-12-159631w-1975).

Sintered metal treated non-electctrolytically with ni--
ckel. Morinaga, Magoe (Aikoh Co., Ltd) Japan. Kokai 75_
01, 006 (C1.10A60), 08 Jan 1975, Appl, 7349,686, 07 May
1973; 3pp. (82-12-159630v-1975).

383.-Solution for electroless plating of nickel to titanium -

384.-

385. -

surface. Kakovkina, V.G.:; Kalmykova, T.A.: Gorbacheva, -
V.V. USSR. 455, 168 (Cl1.C23bc). 30 Dec 1974. Appl. 1,
906,494, Appl. 09 Apr 1973. (82- 13- 174428d4-1975).

Blackening a steel component for a color cathode ray --
Tube. Decker, John J.; Zito, Susan V. (GTE Sylvania, --
Inc.) US 3,867,207 (C1.148-6.14R:C23f), 18 Feb 1975, -
Appl. 364,975, 29 May 1973; 3pp. (83-4 31700w-1975).

Solutions for chemical lead coating of copper and its -
alloys. Bubnov.K.l.: Kostenich I.F.; Popov,G.P. (Vol--

gograd Polytechnic Inst.) USSR 452,631 (Cl.C23c), 05 _
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pec 1974, Appl. 1,771,839, Appl. 11 Apr 1972, (83-4-32
192u-1975).

Solution for chemical nickel plating of a metallic sur-
face. Plaskeev, E.V.; Azhogin, F.F.; Gubenkova, QO.A. -
USSR. 457,756 (Cl1.C23c), 25 Jan 1975, Appl. 1,610,956, -
Appl. 15 Jan 1971. (83- 6- 46977r-1975).

‘Metallic ceatings on metal articles. Deutshe Akademie -
der Wissenschaften zu Berlin Neth. Appl. 7303,086 (Cl._
C23c), 10 Sep 1974, Appl. 73 3086, 06 Mar 1973; 8pp.

( 83-8-64728q-1975).

Bath and method for electroless coating of surfaces ---
with a metal layer. (Nederlandse Organisatie v@or Toege
past- Naturwetens- Chapplijk Ondezéek ten Behoeve van -
Nijverheid, Handel en Verkeer Neth. Appl. 7416,107 (Cl.
C23C13/02), 15 Jun 1976, Appl. 11 Dec 1974; 7pp. (86-
20- 144439y- 1977).

Electroless plating of nickel on molybdenum and its -
alloys for use in power transistors. lkezawa, Ryuichi:
Ito, Mitsuo; Ohtani, Nebuo ( Hitachi, Ltd) Japan. Ko--
kai 7527,728 (Cl. 12A211, 99(5)CO), 22 Mar 1975, Appl.
7378,379, 13 Jul 1973; 3pp. (83- 10-89826h-1975).

Plating nf metals. Ojima, lici)ire (Natl. Cheng Kung ---
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Univ., Tainam, Taiwan ). Chin Shu Piao Mien Chi Shu Tsa
Chih 1974, 27, 10-16 (Ch). (83-12-101850 w-1975).

Plating race-type assemblies. Dalton, James T.; Wright,
Ralph R. (Unites States Atomic Energy Commision). US 3,
867,176 (Cl. 117-50; C23cf), 18 Feb 1975, Appl. 406,050,
12 oct 1973; 3pp. (83-12-101785-1975).

Chemical dep®sitinn of nickel. Nuta, Dan (Inst. Projet.
Technol. Ind. Usoara, Bucharest, Rom.) Ind. Usoara 1975,
22(2), 89-91 (Rom). (B83- 12-101923x-1975).

Modern electroless copper plating solution for wire., --
Hacias, Kenneth J. (Oxy Met. Ind. Parker Ce., Detroit,-
Mich.). Wire J. 1975, 8(5),96-9 (Eng). (83-16-135739g-
1975).

Chemical deposition of dispersion coatings. Incorporati
on of carbides (silicen carbide) in a nickel-phesphorus
matrix. Gavrilev,G.; Erinin, Khr. (Higher Inst. Chem. -
Technol. Sofia Bulg.) Galvanotechnik 1975, 66(5),397---
401 (Ger). (83-22-182755u-1975).

Patigue strength of electroless nickel-plated steel. I-
zumi, Hisashi; Sunada, Hisashi; Kendn, Yukio (Himeji --

Inst. Technel.,, Himeji, Japan). Zairyo 1975, 24(259),
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320-5 (Japan). (84-8-48226q-1976).

Patigue strength of elestroless nickel plated steel. I-
zumi, Hisashi; Sunada, Hisashis Kondo, Yukio (Himeji --
Inst. Technel., Himeji, Japan). Proc. Jpn. Coengr. Mater.
Res. 1975, 18, 47-51 (Bng). (84-8-4836le-1976).

Contact copper coating of steel surfaces. Antropov, L.I.:
Gordienko, N.A.: Goredyskii, A.V.:; Svetsinskii, V.G.; -
Antenov, S.P. (Inst. of General and Inerg. Chem., Acade-
my of Sci., Ukrainian SSR). Ger. Offen. 2,346,405 (Cl.C
23c), 24 Apr 1975, Appl. P 23 46 405.3 14 Sep 1973; l4pp
(84-10-63665a-1976) .

Chemical plating by using ultrasenic waves. Hatakeyama,
Hiroshi; Mukai, Hidehiro; Sakata, Minoru; Tashiro, Ship
nojo (Kokusai Electric Co., Ltd.; Umehari Kogye K.K.) _
Japan. 7521,149 (Cl.C23c), 21 Jul 1975, Appl. 70,74,575
27 Aug 1970; 6pp. (84-10-64283m-1976)

Process for inmersion plating of copper on iron or steel.
Costain, Winsten; Terry, Bernard, W.H. (Imperial Chemi-

cal Industrries Ltd.) Brit. 1,411,971 (Cl. C23C), 29 Oct
1975, Appl. 16,150/72, 07 Apr 1972; 3pp. (84-10-64288s-
1976).

Chemical ceating with snlder alloys. Tanaka (Nihon Meku
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torom K.K.) Japan. Kokai 7557,927 (Cl. C23C B23K), 20 -
May 1975, Appl. 73 107,762, 25 Sep 1973. (84-14-94221g-
1976).

401.- Coating aluminum parts with composite nickel using a --
chemical reduction methnd. Epifanova, V.S.; Golovushkina
L.V.; Prusov, Yu.V.; Plerov, V.N. (Gor'k Politekh. Inst.
Gorki, USSR) Zashch. Met. 1975 11(5), 634-6 (Russ).
(84-16-109630x-1976) .

402.- Copper immersion plating on iron from copper sulfate so-
lutions. Ogata, Miki® (Ind. Prod. Res. Inst. Tokyo, Ja--
pan). Kinzoku Hyemen Gijutsu 1975, 26(12), 592-6 (Japan).
(84-16-1133999-1976) .

403.- Chemical nickel plating of gray cast iron. Berkman, I.V.
(USSR). Energomashinestroenie 1972, 18(12), 24-5 (Russ).
(84-18-124947t-1976).

404.- Electroless plating bath for producing a nickel alloy.
Mallory, Glenn O., Jr. (Richardsen Chemical Co.) Ger.--
Offen. 2,522,939 (Cl. C23C), 04 Dec 1975, US Appl. 473,
147, 24 May 1974; 35pp. (84-18-125664k-1976).

405.- Nickel plating bath for metals. Nakamura, Minoru; Mina-

gawa, Tadashi; Tannn, Kazuo (Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai
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7509,536 (Cl.12 A211), 31 Jan 1975, Appl. 7359,836, 31_
May 1973; 4pp. (84-20-139623h-1976).

406.- Blectroless plating metal substrates. Ohtsu, Mameru; I-
naba, Yoshiharu (Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 75,154,124
(C1.C23C), 11 Dec 1975, Appl. 7462, 937, 0S5 Jun 1974; -
Spp. (84-26-183873p-1976).

407.- Kanigen electroless nickel coatings. Bruggemann, Hans -
(Ganz-Movag Peluletnemesito, Hung.) Gepgyartastechnolo-
gia. (85-2-9091t-1976).

408, -Blectroless nickel plating. Feldstein, Nathan (RCA Corp.)
US 3,946,126 (Cl. 427-283; C23C), 23 Mar 1976, Appl. -~
778,105, 22 Nov 1968; 4pp. (85+8-50722n1976).

409.- Electroless nickel plating of tellurium-bismuth-selenium
type semiconductors. Sturova, T.I.; Shatalova, N.P. ---
Special Construccion Bureau for Semiconductor Device) -
USSR 213,512 (C1.C23C), 25 Mar 1976, Appl. 911241, 08 _
Jul 1964. (85-16-111887u-1976).

410.- Solutions for copper electroless coating. Aotani, Kaoru:
Yago, Masayuki; Doi, Yasunori; Mizukami, Shigeru; Shimo-
da, Hidetoshi (Mitsubishi Rayon Co., Ltd.) Japan. Kokai
7673,934 (C1.C23C3/02), 26 Jun 1976, Appl. 74/147,953,
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25 Dec 1974; 3pp. (85-18-129225m-1976).

Solutions for copper electroless coating.. Aotani, Kaoru:;
Yago, Masayuki; Doi, Yasunori; Mizukami, Shigeru; Shimg
da, Hidetoshi (Mitsubishi Rayon Co., lLdt.) Japan. Kokai
7673, 935 (Cl. C23C3/02), 26 Jun 1976, Appl. 74/147,954,
25 Dec 1974, 3pp. (85-20-147909s8-1976).

Solution for electroless copper coating. Oka, Hiteshi -
(Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 7678,743 (Cl. C23C3/02), -
08 Jul 1976, Appl. 75/2,408, 30 Dec 1974; 3pp. (85-20-
147237w-1976) .

Snlutinns for cnpper electroless coating. Oka, Hiteshi
(Hitachi Ltd.) Japan Kokai 76, 78, 744 (Cl1.C23C3/02), -
08 Jul 1976, Appl. 75/2,409, 30 Dec 1974; 3pp. (85-20-
147236v-1976).

Production of iron alloys using borohydride as reducing
agent. (1. Electroless iron plating). Valsiuniene, J.:-
Zielys,H.; Prokopchik, A. Yu. (Inst. Chem. Chem. Tech--
nol., Vilnius, USSR). Liet. TSR Mokslu Akad. Darb Ser B
1976, (1), 27-36 (Russ). (85-22-164326s- 1976).

Electroless nickel plating as a method for the repair -
of machine parts. Bagdach, S.: Przybylska, D (Inst. ---

Mech. Precyz., Warsow, Pnl.) Technik 1976, 31(5), 300-
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2 (Ger). (85-24-180984k-1976).

Mditive to ammoniacal electroless hypophosphite nickel
plating bath. Bures, Jiri Czech. 162,865 (Cl. C23B5/08),
15 Mar 1976, Appl. 70/3,538, 21 May 1970; 2pp. (85-26-
196899x-1976) .

Electroless plating of iron and iron- rich -iron -nickel
alloys with hypophosphite. Hoshino, Yoshio; Akimoto, Ya
sumasa; Sato, Masao; Utsunomiya, Taizo (Res. Lab. BEng.-
Mater., Tokyo Inst. Technol., Tokyo, Japan), 1976,1, --
129-39 (Bng). (86-6-32433k-1977).

Bath and method for dip-coating a metal substrate with-
a tin-lead alloy. Davis, Thomas Francis (AMP Inc.) Ger.
Offen. 2,616,409 (C1.C23C3/00), 25 Nev 1976, US Appl. -
574,979, 06 May 1975: 10pp. (86-14- 976922-1977).

Solutions for electroless palladium coating. Kawagoshi,
Sakae (Nissan Motor Co., Ltd.) Japan. Kokai 7700, 733
(C1.c23c3/02, 06 Janl977, Appl. 75/76, 536, 24 Jun 1975,
4pp. (86-18-125273y-1977).

Application of electroless nickel in power metallurgy.-
Chem, Hung-Che (Taiwan). Chin Shu Piao Mien Chi Shu Tsa
Chih 1976 41, 23-24 (Ch). (B86-18-125417y-1977).
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ces with a metal layer. Nederlandse Organisatie veor --
Toegepast-Natuurwetenschapplijk Onderzeek ten behoeve -
van Nijverheid, Handel en Verkeer Neth. Appl. 7416, 106
(C1. €23C3/02), 15 Jun 1976, Appl. J1 Dec 1974; 9pp.
(86-20-144438x-1977).

Blectroless plating composition. Skoll, Merceline L. --
(Trans-Metals Corp.) Us 3, 992,211 (Cl. 106.1; C23C3/02).
16 Nov 1976, Appl. 374,845, 12 Jun 1964; Spp. (86-20-
144437w-1977).

Some problems ~f substituting a metallic film for an --
oxide film during applicatinn nf electroplates on magng
sium. Gladknv, N.M.; Press, M.D.; Bernotas,A. (USSR). -
Issled. Obl. Elektr®osazhdeniya Met., Mater. Resp. Konf.
Flektrokhim. Lit. SSR 14th 1976, 225-8 (Russ). (87-2-
133842-1977).

Tungsten-nickel cobalt alloy. Dickison, James M.:Riley,
Robert E. (United States Energy Research and Develop---
ment Administration) US 4,012,230 (Cl. 75-212; C22Cl1/04) "
15 Mar 1977, Appl. 593,356,07 Jul 1975; 2pp. (87-2-1012
44-1977).

Deposition of metal films on titanium. Ohn®, Izumi:; Kam

mel, R.; Lieber, H.W.; Mukai, M. (Dep. Electrochem., Tg
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Oppervlakte Tch. Met. 1977, 21(3), 86-91 (Neth). (87-
4-310438-1977).

Mplds for continuous casting of steel. Hara, Seuri; Ki-
mura, Tomohiko; Tomono, Hiroshi; Sato, Takayuki (Sumitg
mo Metal Industries, Ltd) Japan. Kokai 7752,828 (Cl. B_
22 D11/04), 28 Apr 1977, Appl. 75/127, 556, 27 Oct 1975;
6pp. (87-14-105226c-1977).

Dep®sition of metallic coating systems on titanium as a

base metal. Ohne, Izumi; Kammel, R.s; Lieber, H.W.; Mukai
M. (Dep. Blectrochem., Tokyo Inst. Technel., Tokyo, Ja-

pan) Inter. finish 76, Tagungsberichtsbond Weltkengr. -

Oberflaechenbehandl. Met., 9th. 1976, Paper Ne. 38 (Eng)
12pp. (87-16-124543v-1977).

Molds for continuous casting of steel. Hara, Seuri; Ki-
mura, Tomohiko; Tomono, Hiroshi; Sato, Takayuki (Sumito
mo Metal Industries, Ltd.) Japan. Kokai 7752, 829 (Cl.
B22 D11/04), 28 Apr 1977, Appl. 75/129, 557, 27 oct 197%
6pp. (87-18-139468y-1977).

Selution for electroless copper plating. Murakami, Kan-
Ji: Kawamoto, Mineo; Wajima, Motoyo; Morishita, Hirosa-
da (Hitachi,Ltd.) Japan. Kokai 7717, 334 (Cl. C23C3/02),
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09 Feb 1977, Appl. 75/93, 160, Ol Aug 1975; 3pp. (87-22-

171298d-1977).

Effect of phosphorus content in the nickel £ilm of elec-
troless nickel-plated steel on their fatigue strength.-
Izumi, Hisashi; Sunoda, Hisakichi; Kondo, Yukio (Himeji
Inst. Technol., Himeji, Japan). Zairyo 1977, 26(281), -
164-71 (Japan). (87-20-155491£-1977).

Cathodes for the chlor-alkali electrolysis. Krumpelt, -
Michael; Myrand, Robert Paul (BASF Wyandotte Corp.) Ger.
Offen. 2,706,577 (Cl. C25 B11/10), 25 Aug 1977, US Appl.
658,538, 17 Feb 1976; 9pp. (87-20-159191£-1977).

Electroless copper conating snlution. Oka, Hiteshi (Hita
chi, Ltd.) Japan. Kokai 7777,833 (Cl. C23C3/02), 30 Jun
1977, Appl. 75/153, 300, 24 Dec 1975; 3pp. (87-24-1882

77u-1977).

Electroless nickel coating. Kanetake, Norio; Kokado Masa
nobu (Kito Co., Ltd.) Japan. Kokai 7756, 023 (Cl. C23C3/
02), 09 May 1977, Appl. 75/131, 518, 04 Nov 1975; 6 pp.
(27-26-205005y-1977) .

Electroless copper coating solution. Murakami, Konji; -

¥awamoto, Mineo; Wajima, Motatsugu; Morishita, Yasusada



(Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 7785, 936 (Cl. C23Cc3/02),-
16 Jul 1977, Appl. 76/2, 438, 13 Jan 1976; 4pp. (88-10-

64800k-1978) .

435.- Copper electroless coating solutions. Murakami, Kanji;-
Kawamoto, Mineo; Wajima, Mototoshi; Morisghita, Yasusada
(Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 7788, 228 (Cl. C23C3/02),-
23 Jul 1977, Appl. 76/4, 19 Jan 1976; 2pp. (88-10-6480
1m-1978).

436.- Copper electroless coating solutions. Marakami, Kanjis-
Kawvamoto, Mineo; Wajima, Mototoshi; Morishita, Yasusada
(Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 7788, 227 (Cl. C23C3/02),-
23 Jul 1977,Appl. 76/4, 143, 19 Jan 1976; 2pp. (88-12-
77430q-1978).

437.- Copper electroless coating solutions. Murakami, Xonji,-
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Petrochemical Co., Ltd.) Japan. Kokai 7881,576 (Cl. CO8
J 7/04), 19 Jul 1973, Appl. 76/158,334, 28 Dec 1976; --
Tpp. (89-20-164610n-1978),
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522.- Plating of poly(vinyl chloride). Nagase, Susumu (Matsu-

523.-

524.-

525.-

526. -

shita Blectric Works, Ltd.) vapan. Kokai 7888,877 (Cl._
Cco8J 7/04 ), 04 Aug 1978, Appl. 77/4,548, 14 Jan 1977:
3pp. (89-24-198780h-1978).

Plating of polypropylene. Nogase, Susumu (Matsushita __
Blectric Works, Ltd.) Japan.Kokai 7888,878 (Cl. C08J 7/
04), 04 Aug 1978, Appl. 77/4,549, 14 Jan 1977; 3pp.
(89-24-198779q-1978) .

Plating of Polypropylene. Nogase, Susumu (Matsushita ___
Electric Works, Ltd.) Japan.Kokai 7888,876 (Cl. CO8J 7/
04). 04 Aug 1978, Appl. 77/4,547, 14 Jan 1977; 3pp.
(89-24-198778p-1978) .

Plating of poly(vinyl chloride). Nogase, Susumu (Matsu-
shita Electric Works, Ltd.) Japan. Kokai 7888,875 (Cl._
Cc0o8J 7/04), 04 Aug 1978, Appl. 77/4,546, 14 Jan 1977;
3pp. (89-24-198777n-1978).

Electroplating of ABS resins. Sakano, Hajime; Hawagishi,
Shigemitsus; Kodama, Mikio; Ito, Akitoshi; Shoji, Toshi-
hiro; Terakada, Miyuki; Yoshida, Isao (Sumimoto Nouga--
tuck Co., Ltd.; Okune Chemical Industry Co., Ltd.) Ja -
pan. Kokai 7896,070 (C1.C25 D5/56), 22 Aug 1978, Appl.-
77/9,991, 01 Peb 1977; 4pp. (89-26-216472r-1978).



$27.- Polypropylene substrates for plating. Nagatoshi, Kikuo;

528.-

529.-

530. -

531.-

Ito, Toshimichi; Inayoshi, Akio; Nara, Toshihide; Toma-
ri, Hitomi:; Sagata, Shinsuke:; Pujimoto, Nokiri:; Kaji, --
Hidehiko (Idemitsu Kosan Co., Ltd) Jpn. Kokai Tokkyo -
Koho 78,111,371 (C1.C08J 7/04), 28 Sep 1978, Appl. 77/
26,102, 11 Mar 1977; 8pp. (90-4-24392p-1979).

Adhesives for electroless plating on insulating substrg
tes. Iwasaki, Yorios; Okamura, Theshiro:; Nakaso, Akeshi;
Uozu, Nobuo: Takahashi, Hiroshi (Hitachi Chemical Co., -
Ltd.) Ger, Offen. 2,821,303 (Cl1.C23C3/02), 23 Nov 1978,
Appl. 77/55,789, 14 May 1977; S8pp. (90-8-56508x-1979).

Polyester camposite boards for electroless plating. Ka-
wamura, Hideo; Nakanishi, Teshio; Iijima, Kunio (Matsu-
shita Electric Works, Ltd.) Jpn. Kokai Tokkyo Koho 78, _
121,070 (Cl. B29D3/02), 23 Oct 1978, Appl. 77/37,115, -
31 Mar 1977; 6pp. (90-8-559040m-1979).

Phenolic composite boards for electroless plating. Kawa
mura, Hideo; Nakanishi, Toshio; Iijima, Kunio (Matsushi
ta Electric Works, Ltd.) Jpn. Kokai Tokkyo Kohe 78,121,
071 (Cl. B29D3/02), 23 Oct 1978 Appl. 77/37,116, 31 Mar
1977; 6pp. (90-10-73006z-1979).

Electroless plating of copolymers of styrene with acry-

lonitrile and << - methylestyrene. Stavnitser, I.I., --
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533.-

534.-

535.-

Kletsko, N.I.; Felikon, A.M.:; Askerova, L.E.:; Yantorskj
ya, N.V. (USSR). Proizvod. Pererab. Plast mass. Srint.-
Smol. 1978(6), 3-5 (Russ). (90-22-169780y-1979).

Plastics goods, metallized by an electroless plating mg
thod. Shalkauskas; M (USSR). Plast. Massy 1979, (3) ---
26-8 (Russ). (90-22-1697538-1979).

Alleged epoxy smear. Bjlland, L.K.; Sherlin, D.E.; Ha--
vens, B.R (USA). Plat. Blectron. Ind. 1978, 7 Paper No.
2, 6pp. (Eng). (91-4-31634t-1979).

Preparation of substrate surface for chemical plating-

during fabrication of printed circuit board. Ikari, Ku-
nihiro; Tomii, Hitoshi; Kano, Jiro; Takamura, Tsutomu -
(Tokyo Shibaura Blectric Co., Ltd.) Jpn. Kokai Tokkyo -
Koho 7981, 127 (Cl.C23C3/02), 28 Jun 1979, Appl. 77/148,
813, 13 Dec 1977; 4pp. (91-18-150198p-1979).

Substrate preparation for chemical plating during prin-
ted circuit fabrication. Ikari, Kunihiro; Tomii, Hito--
shis; Kano, Jiro (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.) ---
Jpn. Kokai Tokkyo Koho 7981, 135 (Cl., C23F 1/02), 28 --
Jun 1979, Appl. 77/148,812, 13 Dec 1977; 4pp. (91-18-
150197n-1979).
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539.-
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Thermoplastic camposition for electroless plating. Kawg
hara, Tetsuyo (Nippon Zeon Co., Ltd.) Jpn. Kokai Tokkyo
Koho 7970,346 (Cl. CO8L 23/00), 06 Jun 1979, Appl. 77/
137,510, 16 Nov 1977; 3pp. (91-20-158742g-1979).

Metallizing. Stauffer Chemical Co. Jpn. Kokai Tokkyo --
Koho 7987,775 (C1.C08J 7,/04), 12 Jul 1979, Appl. 77/154,
234, 21 Dec 1977; 8pp. (91-22-176393y-1979).

Thermoplastic composition for electroless plating. Kowa
hara, Tetsuyo (Nippon Zeon Co., Ltd.) Japan. Kokai To--
kkyo Koho 7971, 144 (Cl. CO8L101/00), 07 Jun 1979, Appl.
77/139, 530, 18 Nov 1977; 5pp. (91-24-194313-1979).

Thermoplastic composition with good thermal shock resig
tance. Sakano, Hajime; Kodama, Mikio; Shoji, Teshiro: -
Yoshida, Isao (Sumimoto Naugatuck Co., Ltd.) Japan. Ko
kai. Tokkyo Koho 79, 103, 456 (Cl. COBL55/02), 04 Aug -
1979, Appl. 7, 810, 153, 31 Jan 1978; 8pp. (92-4-23824
k-1980).



540. -

541.-

542.-

543.-

L.- CIRCUITOS IMPRESOUS.

Pattern electroless plating based on electrostatic ima-
ging. Morimoto, Kazuhisa: Kureda, Makoto (Matsushita E-
lectric Industrial Co., Ltd.) Japan. Kokai 7427, 440 --
(Cl. 12 A 211, 59 G 415, 25(5) K32), 11 Mar 1974, Appl.
7268, 076, 06 Jul 1972; 3pp. (82-1-10004m-1975).

Metal deposition process. Andrews, Thimothy Douglas. --
(Imperial Chemical Industries, Ltd.) US 3, 853, 589 (Cl.
117-47A; C23bc), 10 Dec 1974, Appl. 88, 173, 09 Nov 19-
70; 14pp. (83-2-14816w-1975).

Electroless plating of electrodes printed circuits. Ho-
chido, Yuko (Kojundo Kagaku Kenkyusho K.K.) Japan. Ko--
kai 7509, 098 (Cl. 62 A 1, 59 G 412), 30 Jan 1975, Appl.
7360, 266, 31 May 1973; 3pp. (83-6-52111v-1975),

Formation of interlayer metal junctions in metal-dielec

tric multilayer structures. Kitaev, G.A.: Ploskikh, V.As
Min'kov, V.A.; Kurbakov, V.G.: Cheruysheva, E.I.; Zlat-

kovskaya, T.l.; Brunov, V.T. (Kirov, S.M., Ural Polytech
nic Institute) Fr. Demande 2, 248, 153 (Cl. B32B, C23B,

HO5K), 16 May 1975, Appl. 7337, 610, 22 Oct 1973; 29pp.

(83-22-187404p-1975).
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544.- Electroless plating solution. Ichihara, Manabu; Okamoto,

545.-

546.-

547.-

548. -

Susumu; Oku, Tomokazu (Nippon Electric Co., Ltd.), 11 -
Dec 1970: 2pp. (83-26-211923e-1975).

Pabrication of printed circuits by using electroless plg
ting method. Merishita, Hirosada; Kawamoto, Mineo: Murgy
kami, Kanji (Hitachi, Ltd) Japan. Kokai 75, 112, 231 --
(Cl. C23C, HOSK), 03 Sep 1975, Appl. 7417, 567, 15 Peb-
1974; 6pp. (84-10-68625x-1976).

Undercoating of substrates of substrates for electroply
ting and electroless plating. Inoue, Kiyeshi (Inoue Ja-
pax Research Institute) Japn. Kokai 7579, 436 (Cl. 23
P, C25D), 27 Jun 1975, Appl. 73 128, 433, 16 Nov 1973:
2pp. (84-10-68622u-1976).

Electroless tin plating solution for tinning of printed
circuits. Sato, Takao; Kobuna, Hideaki (Nippon Electric
Co., Ltd.) Japan. Kokai 75, 129, 431 (Cl.C23C), 13 Oct-
1975, Appl. 7436, 380, 30 Mar 1974; 3pp. (84-20-143839
a-1976).

Patterned chemical plating ©f nenconductor substrates.-
Akamatu, Akiyuki; Masaki, Kenji (Toyo Tellma Co., Ltd.)
Japan. Kokai 75, 145, 329 (Cl. C23C, HOSK), 21 Nev 1975,
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Appl. 7453, 518, 14 May 1974; 4pp. (84-20-143856d-1976)

549.- Porming chmic contacts on semiconductors. Yamamoto, Ta-
keshi (Mitsubishi Electric Copr.) Japan. Kokai 75, 157,
‘066 (Cl. HOl1L), 18 Dec 1975, Appl. 7465, 440, 07 Jun --
1974; 3pp. (84-24-172959n-1976).

550.- Metal-plated images formed by bleaching silver images -
with alkali metal hypochlerite prior to metal plating.-
Wainer, Bugene:; Quaintance, Harold J. (Herizons Research
Inc.) US 3, 929,483 (Cl. 96-38.4; G 03 C), 30 Dec 1975,
Appl. 191, 635, 22 Oct 1971; 15 pp. (84-24-172125v-1976)

551.- Electroless nickel depesition. Dietzel, Ingerborg:; Ros-
ner, Guenter. Ger (East) 111, 588 (Cl, C23Cg), 20 Feb -
1975, Appl. 179 385, 24 Jun 1974: 3pp. (85-2-94433j-1976)

552.- Application of electroless and electrelytic metal depesi
tion in semiceonducter cennectien Technelogy. Pelytici, -
A.; Steeger, W. (Porschungslab, Siemens A.-G., Munich, -
Ger.) Sci. Technel. Surf. Coat., NATO Adv. Study Inst.-
1972, (Pub. 1974), 183-93 (Eng). (85-4-27640a-1976).

553.- Pabricating methed fer printed circuits. Nara, Shigee;-
Tabei, Hisa®; Onese, Katsuhide:; Iwasawa, Akira (Electr.

Commun. Lab., Nippen Telegr. and Teleph. Public Cerp., -
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Tokyo, Japan). Denki Tsushin Kenkyuj® Kenkyu Jitsuyoka-
Hokoku 1976, 25(3), 617-44 (Japan). (85-8-55474t-1976).

Blectroless plating ©f a nen noble metal on ligth genery

ted nuclei of a metal mere noble than silver. DiBlas, -
Umberto; Knirsch, Prance (Minnesota Mining and Mfg. Ce.)
Us, 3, 942, 983 (Cl. 96-48 PO, GO3C), 09 Mar 1976, Appl.
644, 792, 09 Jun 1967; 4pp. (85-12-85574t-1976).

The catalytic aspect of chemical cepper. Falletti, L.,-
Rement, C. (Sec. Kemifar, Turin, Italy). Galvano-Organo
1976, 45(463), 213-16 (Pr.) (85-14-99766u-1976).

Gold plating printed circuits. Jelinek, Vadav (Zaved --
Preleuc, Tesla Pardubice, N.P., Pardubice, Czech.). Ne-
vinky Pekevevani Prahymi Kevmi 1973, 37-56 (Czech.) Dem.
Tech, SVTS: Bratislava, Czech. (85-14-1010992-1976).

Patterned electroless plating by using electrephotegra-
phic methed. Kawameto, Mineo; Merishita, Hiresada, Mura
kami, Kanji; Muke®o, Akio (Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai -
7612, 332 (C1. C23C), 30 Jan 1976, Appl. 7483, 196, 22-
Jul 1974y Spp. (85-16-114774r-1976).

hctivation of plastic substrates fer chemical plating.-
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Nakanishi, Toshio (Matsushita Electric Werks, Ltd.) Ja-
pan Kokai 7662, 147 (Cl. C23C3/02), 29 May 1976, Appl.
74/137,152, 28 Noev 1974; 4pp. (85-16-109695m-1976).

Additive printed circuit beard using permanent resist -
mask. Kukanskis, Peter E. (MacDermid Inc.) US 3,982,045
(Cl. 427-98; C23C3/02), 21 Sep 1976, Appl. 513,994, 11_
Oct 1974; 4pp. (85-22-170695c-1976).

Resist ink for electroless ceating ©f cOpper on plastics.
Morishita, Hiresada; Kawamoto, Mineo; Murakami, Kanji;-
(Hitachi,Ltd.). Japan. Kokai 7672,508 (Cl. CO9D11/02), -
24 Jun 1976, Appl. 74/145, 684, 20 Dec 1974; 7pp. (85-
22-162090m-1976) .

Electroless coating on metal with patterns. Noshire, At
sumi; Moue, Yoshio; Sugita, Toshikasu; Pujii, Hitosghi:;-
Susuki, Takao (Dainippen Printing Co., Ltd.; Shin-Etsu-
Chemical Industry Co,, Ltd.) Japan. Kokai 7668, 441 (Cl.
C23C3/02), 14 Jun 1976, Appl. 74/142,254, 10 Dec 1974:;-
lépp. (35-22-165404c-1976).

Deactivating the surface of insulators during the deposi
tion of printed -ircuit by chemical plating. Murakami, -

Kan)i:; Kawamoto, Mine®:; Mukoo, Akio; Morishita, ‘lirosada;
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564.~
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1975; 3pp. (85-26-20117s-1976).

Pormation of real images.- Polichette, Joseph; Leech, -
Bdward J. (Photocircuits Division of Kollmergen Corp.)
us 3,959,547 (Cl. 428-209; B32B3/10), 25 May 1976, ---
Appl. 167,435, 29 Jul 1971; 10pp. (85-26-200585m-1976).

Electroless plating of preselected areas of a substrate.
Murakami, Kanji; Morishita, Hirosada; Wajima, Motoyo --
(Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 76,109,225 (Cl. C23C3/02),
28 Sep 1976, Appl. 75/34,302, 24 Mar 1975; 3pp. (86-
2-11276%-1977) .

Resist ink used to treat surfaces tO prevent electro---
less plating during fabrication of printed circuits. --
Kawamoto, Mineo; Murakami, Kanji; Wajima, Motoyo; Mori-
shita, Hirosada (Hitachi, Ltd.) Japan. Kokai 76, 106, -
637 (Cl. C23C3/02), 21 Sep 1976, Appl. 75/31,213, 17 _
Mar 1975; 4pp. (86-2-112728-1977).

Producing printed circuits on a polymer substrate by a-
phetographic technique. Sato, Masamichi; Kubodera, Kikug
Kashiwabara, Akira (Puji Photo Film Co., Ltd.) Japan.-
Kokai 76, 122,440 (Cl. GO3C5/40), 26 Oct 1976, Appl. 75
/46,903, 17 Apr 1975; 18pp. (86-18-131082b-1977).
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567.- New phetoimaging processes for industrial use a link --

570. -

571.-

between basic and applied reseach. Schlesinger, M.:; Hed
gecock, N.E. (Phys. Dep. Univ. Windsor, Windsor, Ont.).
Phys. Ind., Préec. Int. Conf. 1976, 101-5 (Bng). (87-
4-31907pb-1977).

Improving the reliability of electronic cemponents. VI_
Methods for improving the moisture resistance of elec~~
troless-plated resistors. Tanino, Katsuki; Pujishire, -
Toshifumi (Ind. Res. Inst. Toyama Prefect., Takaoka, Jj
pan). Toyama-Ken Kogy® Shikenjo Kenkyu Hokoku 1975, -—--
103-10 (Japan). (88-6-43960x-1978).

Etching metal. Nelson, Warren A. (Hunt, Philip A., Che-
mical Corp.) US 4,060,447 (Cl. 156-642: C23F 1/00), 29_
Nov 1977, Appl. 671.310, 29 Mar 1976; 8pp. (88-8-54089
w- 1978).

Btching solution for copper. P.C. Products S.A. Swiss -
587,366 (C1.CO9K13/00), 29 Apr 1977, Appl. 74/7,309, 29
May 1974: Spp. (86-14-93662x-1978).

The use and control of electroless cOpper processes in-
the manufacture of thru-hole printed circuits by subs--
tractive, semi-additive and fully-additive techniques.

Stéene, Prank E., (Enthone, Inc., New Haven, Conn.) Plat.
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Blectron. Ind. 1977,6, 11-15 (Bng). (88-14-93358c-1978).

Depositing a metal pattern on a surface. Baron, William
James; Kenney, John Thomas (Western Electric Co., Inc.)
Ger. Offen. 2,709,928 (Cl. C23C3/02), 15 Sep 1977, US_
Appl. 664,610, 08 Mar 1976; 47pp. (88-14-98214n-1978).

Electroplated funnel Through-holes on polyamide hybrids
and multilayer circuit board. Hicks, Robert B. (Appl. -
Phys. Lab., Johns Hopkins Univ., Laurel, Ind.) Des. Fi-
nish. Printed Wiring Hybrid Circuits Symp. (Proc.) 1976,
69-74 (BEng). (88-16-112403g-1978).

Formation Oof patterns On resins. Ogawa, Kenichi (Daini_
Seik®sha Co,, Ltd.) Japan. Kokai 77,123,334 (Cl. C23C3/
02), 17 Oct 1977, Appl. 76/39,981, 09 Apr. 1976; 2pp.
(88-18-122342a-1978).

Cépper plating advanced multilayer beards. Alpaugh, W.A.3
McCreany, J.M. (Syst. Prod. Div., IBM Cerp., Endicott, -
N.Y.). Insul, Circuits 1978, 24(3), 27-32 (Eng).
(88-20-143396m-1978).

Preparation of substrate for chemical plating during --
printed circuit board manufacture. Kawamura, Hide®©; Na-
vanishi, Toshi®; Itjima, Kunio (Matsushita Electric ---
dorks, Ltd). vapan. Kokai 7791,737 (Cl. C23c3/02), 02 _
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Aug 1977, Appl. 76/8,203, 27 Jan 1976; 9pp. (88-22-162
657p-1978).

577.- ElectrOless plating or printer circuit boards. Doi, Ya-
sukatsu; Minokami, Shigeru; Akamatsu, Akiyuki; Kake, --
Atsushi (Mitsubishi Rayon Co,, Ltd. Toyo Tellme CO., --
Ltd., Asahi Kagaku Kenkyusho K.K.) Japan 7738,968 (Cl.C
23C3/02), 01 Oct 1977, Appl. 72/7,126, 18 Jan 1972; --
4pp. (88-26-192284g-1978).

578.- Formation Of electroconductive patterns. Nagaoka, Shin-
ji; Matsumoto, Todashi; Demura, Noboru; Kakitsugi, Hidg
katsu (Nippon Telegraph and Telephone Public Cerp.) Ja-
pan Kokai 7790, 427 (Cl. C23C3/00), 29 Jul 1977 Appl. -
76/7,355, 26 Jan 19767 3pp. (89-4-35393v-1978).

579,- Putting metal ont® a surface. Townsend, Wasley Peter --
(Western Electric Co., Inc.) Ger. Offen. 2,716,418 (Cl.
€23¢3/02), 27 Oct 1977, US Appl. 678,327, 19 Apr 1976;
24pp. (89-6-44782y-1978).

580.- The pr@duction of electrically cenductive paths ©n an -
insulating substrate. Jukes, Alan William; Packham, Mi-
chael John (Imperial Chemical Industries Ltd.) Brit 1,
499, 552 (C1.C23C3/02), 01 Peb 1978, Appl. 75/33,542, -
12 Aug 1975; 3pp. (89-8-67740w-1978).
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Electroless plating of electric insulators in fabrica--
tion of printed circuit. Sumi,Kenjiro (Matsushita Blec-
tric Industrial Co., Ltd.) Japan 7618,327 (C1.C23C3/00),
14 Jun 1978, Appl. 74/85,287, 24 Jul 1974; 2pp. (89-
14-111647y-1978).

Selectively depositing a metal on a surface ©f a subs--
trate. De Angelo, Michael Anthony (Western Electric Co,,
Inc.) US 4,096,043 (C1.204-15; C25D5/02), 20 Jun 1978, -
Appl. 814, 564, 11 Jul 1977: 8pp. (89-20-164607s8-1978).

EBlectroless nickel phosphide processing for hybrid inta
grated circuits. Van Nie, A.-G. (Philips Res. Lab., ---
Eindhaven, Neth.) Microelectron Reliab. 1976 15(3), ---
221-6 (Bng). (89-26-224964t-1978).

Printed circuits by electrOless plating with a metal. -
Hitachi, Ltd. Neth. Appl. 7802,676 (Cl. HO5K3/02), 13 -
Sep 1978, Japan. Appl. 77/25,975, 11 Mar 1977; 19pp.
(90-14-113991a-1979).

Process for production of metal layers and products pro
duced thereby. POlichette, Joseph; leeck, Edward J.; --
Nuzzi, Prancis J. (Kollmorgen Corp.) Brit. 1,519,333 _
(Cl. C23C3/02), 26 Jul 1978, Appl. 75/29,768, 16 Jul -
1975; 8pp. (90-14-108464b-1979).
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Electroless plating Of metal indidia on metallic substra
te by ink jet printing method. M. and T. Chemicals Inc.

Jpn. Kokai Tokkyo Koho 7904,247 (Cl. C23C3/00), 12 Jan-

1979, US. Appl. 804,469, 07 Jun 1977; Spp. (90-26-2132

412-1979).

continuous electroplating and continuOus electroplating
machine for printed circuit board terminals. Prancis, -
William L.; Renshow, William L.; Harthey, Steven P., US
4,155,815 (Cl1.204-15; C25D5/02), 22 May 1979, Appl. 892,
694, 03 Apr 1978; 10pp. (91-6-46439g-1979).

Btching sOlution for metal cOGatings. Nakamichi, Masumi;
Muramatsu, Tetsu®; Hijikigawa, Masaya (Sharp 23 Pedb 1979
Appl. 77/89,554, 25 Jul 1977; 3pp. (91-6-433304-1979).

Elevated metal bumps £O0r microelectronic circuit, Hano-
ver, Alexander J.; Hooper Robert C.:; Terry, Charles E.;
Vahoy, Michael J. (Texas Instruments Inc.) Brit. UK Pat.
Appl. 2,004,686 (Cl. HOLL21/28), 04 Apr 1979 US Appl. -
835,385, 21 Sep 1977; 4pp. (91-20-167379w-1979).

Printed circuit board with film resistors and conductive
paths. Morishita, Hirosada; Wajima, MOotOya; Kawamoto, -
Mineo; Murakami, Konji (Hitachi, Ltd.) Ger. 2,700,868
(C1. €23C3/02), 16 Aug 1979, Japan Appl. 76/2,437, 13 _
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Jan 1976; 17pp. (91-24-203206y-1979).

591.- Depositing film resistors by electroless cOating. Muraka_
mi, Kanji; Matsuda, Yoichi; Wajima, NOtOyO: Kawamoto, -
Mineo; Morishita, Hiroshada: Susuki, Yoshihiro (Hitachi,
Ltd.) Brit UK Pat Appl. 2,006,831 (Cl. C23C3/02), 10 --
May 1979, Japan Appl. 77/119,927, 07 Oct 1977; 16pp.
(91-24-203130u-1979) . '

$92.- Bright electr®less plating process and plated articles.
Narcus, Harold. US 4,169,171 (Cl1.427-264s C23C3/02), 25
Sep 1979, Appl. 849,165, 07 Nov 1977; 6pp. (92-2-7531_
p-1980).

593.- ElectroOless plating during electronic device fabrication.
Mizei, Hithoshi; Watanabe, MasatOoshi (New Nippoa Elec--
tric Co., Ltd.) Jpn. Kokai Tokkyo Koho 79 124, 834 (Cl.
C23C3/00), 28 Sep 1979 Appl. 78/33,523, 22 Mar 1978; --
4pp. (92-16-1396613-1980).

594.- DepOsiting a metal Oon a surface. Beckenbough, William Ms
Goldman, Patrica J.; Morton, Kim L. (Mestern Electric -
Co, Inc,) US 4181,750 (C1.430-414; BOS D3/06), 01 Jan _
1980 Appl. 831,824, 09 Sep 1977: 7pp. (92-16-130162q-
1980).
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595.- Printed circuit fabrication. Kano, Jiro; Ikari, Kunihiro;
Tomii, Hitoshi: Takamura, Tsutomo (Tokyo Shiboura Elec-
tric Co. Ltd.) Jpn. Kokai Tokkyo Koho 80, 12, 7/6 (Cl.
HOS K3/00), 29 Jan 1980. Appl. 78/84,594, 13 Jul 1978;-
Spp (92-22-1902559-1980).

M.- DEPOSITOS MBTALICOS SOBRE CERANICA,
FIBRAS TEXTILES, PAPEL Y DIAMANTE.

596.- Metallization of ceramics. Schiller, W. (Firma Shipley
G. mb. H., Stuttgart, Ger.). Cberflaechentecknik 1974,
51(9), 410, 412-14, 416 (Ger). (82-5-62878u-1975).

597.- Electroless platinq of ceramic honey combs. Wada, Shi-
getaka; Ishiguro, Pujio (NGK Insulators, Ltd.). Japan.
Kokai 75, 122, 510 (Cl. CO4B), 26 Sep 1975, Appl. 74 28,
023, 13 Mar 1974; 4pp. (84-18-125945c-1976).

598, - Electroless coating on inorganic material. Mukai, Masao:
Chr.o, Isumi (Toko Inc.) Japan. Kokai 76 47,536 (Cl. C23
C3/02), 23 Apr 1976, Appl. 74/120, 961, 22 Oct 1974; --
ipp. (85-6-36685w-1976).
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Electroless plating on nonmetallic substrates. Iwakanmi,
Masakazu; Wada, Shuzo; Hirama, Biichi (Manikon Blectro-
nics Co., Ltd.). Japan. Kokai 7630,540 (Cl. C23C), 15 -
Mar 1976, Appl. 74 104,188, 09 Sep 1974; <pp. (85-10-
713613-1976) .

A rational metalization process for ceramics. Gierth, L.:
Dienemann, U., Broulik, R. (Sekt. Elektron. Geraetebau,
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